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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian
Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and
compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our
goods. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail
to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If
you require assistance please call ASRock Tel : +886-2-28965588 ext.123 (Standard
International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the
United States and other countries.
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Motherboard Layout
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No. Description

1 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)
2 CPU Fan Connector (CPU_FANI1)
2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)

w

Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
ATX Power Connector (ATXPWRI1)

USB 3.2 Genl Header (USB3_1_2)

SATA3 Connector (SATA3_0) (Upper)

SATA3 Connector (SATA3_1) (Lower)

SATA3 Connector (SATA3_2) (Upper)

10 SATA3 Connector (SATA3_3) (Lower)

11  SPI TPM Header (SPI_TPM_]J1)

12 System Panel Header (PANELI)

13 Chassis Intrusion and Speaker Header (SPK_CI1)

14  Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
15 USB 2.0 Header (USB_5)

16 USB 2.0 Header (USB3_4)

17 USB 3.2 Genl Header (USB3_5_6)

18 COM Port Header (COM1)

19  Print Port Header (LPT1)

20 Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1)

21  Clear CMOS Jumper (CLRMOSI)

22 CPU/Water Pump Fan Connector (CPU_FAN2/WP)
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No. Description No. Description

1 D-Sub Port 7 USB 3.2 Genl Ports (USB3_3_4)
2 PS/2 Mouse/Keyboard Port 8 USB 2.0 Ports (USB1_2)

3 LAN RJ-45 Port* 9 Antenna Bracket

4 Line In (Light Blue)** 10  USB 3.2 Genl Ports (USB3_7_8)
5  Front Speaker (Lime)** 11  DVI-D Port

6  Microphone (Pink)** 12 HDMI Port

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED

‘ SPEED LED

|

| ~ I

LAN Port
Activity / Link LED Speed LED
Status Description Status Description
Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




** Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Port Function

Light Blue (Rear panel) Rear Speaker Out

Lime (Rear panel) Front Speaker Out

Pink (Rear panel) Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel) Side Speaker Out




H470M-HDV/M.2

Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock H470M-HDV/M.2 motherboard, a reliable
motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.
It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

Q content of this documentation will be subject to change without notice. In case any
modifications of this documentation occur, the updated version will be available on
ASRock’s website without further notice. If you require technical support related to
this motherboard, please visit our website for specific information about the model
you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s
website as well. ASRock website http://www.asrock.com.

1.1 Package Contents

e ASRock H470M-HDV/M.2 Motherboard (Micro ATX Form Factor)
e ASRock H470M-HDV/M.2 Quick Installation Guide

e ASRock H470M-HDV/M.2 Support CD

e 2x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

e 2 x Screws for M.2 Sockets (Optional)

e 1x1/O Panel Shield



1.2 Specifications

Platform e Micro ATX Form Factor
¢ Solid Capacitor design

CPU e Supports 10" Gen Intel® Core™ Processors (Socket 1200)
¢ Digi Power design
o 7 Power Phase design

¢ Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology
Chipset ¢ Intel® H470

Memory ¢ Dual Channel DDR4 Memory Technology
e 2x DDR4 DIMM Slots
e Supports DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 non-ECC, un-
buffered memory
* Please refer to Memory Support List on ASRock's website for
more information. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (i9/i7) support DDR4 up to 2933; Core™ (i5/i3),
Pentium® and Celeron® support DDR4 up to 2666.
e Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non-
ECC mode)
* Max. capacity of system memory: 64GB
e Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
¢ 15u Gold Contact in DIMM Slots

Expansion e 1xPCI Express 3.0 x16 Slot
Slot * Supports NVMe SSD as boot disks
e 2x PCI Express 3.0 x1 Slots
e 1xM.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module

Graphics e Intel® UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs
can be supported only with processors which are GPU
integrated.

e Hardware Accelerated Codecs: AVC/H.264, HEVC/H.265
8bit, HEVC/H.265 10bit, VP8, VP9 8bit, VP9 10bit, MPEG 2,
MJPEG, VC-1

* VP9 10bit and VC-1 are for decode only.
* VP8 and VP9 encode are not supported by Windows OS.
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Audio

LAN

Rear Panel
1/0

Graphics, Media & Compute: Microsoft DirectX 12, OpenGL
4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video, Hybrid /
Switchable Graphics, OpenCL 2.1

Display & Content Security: Rec. 2020 (Wide Color Gamut),
Microsoft PlayReady 3.0, Intel” SGX Content Protection,
UHD/HDR Blu-ray Disc

Three graphics output options: D-Sub, DVI-D and HDMI
Supports Triple Monitor

Supports HDMI 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz

Supports DVI-D with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 1.4 Port (Compliant
HDMI monitor is required)

Supports HDCP 2.3 with DVI-D and HDMI 1.4 Ports
Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 1.4 Port

7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)

Supports Surge Protection

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection
Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supports PXE

1 x Antenna Bracket

1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port

1 x D-Sub Port

1 x DVI-D Port

1 x HDMI Port

2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)

4 x USB 3.2 Genl Ports (Supports ESD Protection)

1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone



Storage

Connector

BIOS
Feature

* 4xSATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
17), NCQ, AHCI and Hot Plug

e 1x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type
2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Ex-
press module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)*

* Supports Intel® Optane™ Technology
* Supports NVMe SSD as boot disks
* Supports ASRock U.2 Kit

¢ 1 x Print Port Header
¢ 1x COM Port Header
e 1x SPITPM Header
¢ 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header
¢ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
¢ 1x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
¢ 2 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/ Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP and CHA_FAN2/WP can
auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
e 1x 24 pin ATX Power Connector
e 1x8pin 12V Power Connector
¢ 1 x Front Panel Audio Connector
e 2x USB 2.0 Headers (Support 3 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)
e 2x USB 3.2 Genl Headers (Support 4 USB 3.2 Genl ports)
(Supports ESD Protection)

e AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support

e ACPI 6.0 Compliant wake up events

e SMBIOS 2.7 Support

e CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM, PCH 1.05V, VCCST,
VCCSA Voltage Multi-adjustment
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Hardware e Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Water
Monitor Pump Fans

¢ Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Water Pump Fans

e Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/
Water Pump Fans

e CASE OPEN detection

¢ Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM,

VPPM, PCH, VCCSA, VCCST
(o * Microsoft” Windows® 10 64-bit
Certifica- O IRC(C, (€T3
tions e ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

A

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including
adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using
third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or
even cause damage to the components and devices of your system. It should be done
at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by
overclocking.
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Chapter 2 Installation

This is a Micro ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard,

study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.
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2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1200-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap
ﬁ is on the socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the
socket. Do not force to insert the CPU into the socket if above situation is found.
Otherwise, the CPU will be seriously damaged.
2. Unplug all power cables before installing the CPU.

11
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be
placed if you wish to return the motherboard for after service.

13



2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

14
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides two 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. Itis unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one memory
module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
A the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect
orientation.

15






H470M-HDV/M.2

2.4 Expansion Slots (PCl Express Slots)
There are 3 PCI Express slots on the motherboard.
Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is
A switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the

expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PCle slots:

PCIE1 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE2 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.
PCIE3 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

17
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is
“Open”.

W W

Short Open

Clear CMOS Jumper Short: Clear CMOS
(CLRMOSI) Open: Default

(see p.1, No. 21) 2-pin Jumper

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. The data in CMOS includes
system setup information such as system password, date, time, and system setup
parameters. To clear and reset the system parameters to default setup, please turn
off the computer and unplug the power cord, then use a jumper cap to short the
pins on CLRMOSI for 3 seconds. Please remember to remove the jumper cap after
clearing the CMOS. If you need to clear the CMOS when you just finish updating

the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down before you do
the clear-CMOS action.

Q If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option
“Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.
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2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over
these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors
will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED+
(9-pin PANEL1)
(see p.1,No. 12)

Connect the power
button, reset button and

system status indicator on

the chassis to this header

according to the pin

HDLED- .
HDLED+ assignments below. Note

the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way
to turn off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to
restart the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep
state. The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on
when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.

Chassis Intrusion and DiPME;fER Please connect the
Speaker Header DUMITY | chassis intrusion and the
+5V
(7-pin SPK_CI1) . chassis speaker to this
(see p.1, No. 13) 11 |O|O]O header.
|
SIGNAL |
GND
DUMMY

19



Serial ATA3 Connectors
Right Angle:

(SATA3_0:

see p.1, No. 7) (Upeper)
(SATA3_1:

see p.1, No. 8) (Lower)
(SATA3_2:

see p.1, No. 9) (Upper)
(SATA3_3:

see p.1, No. 10) (Lower)

0l
(Il

SATA3_2 SATA3 0

SATA3_3 SATA3_1

These four SATA3
connectors support SATA
data cables for internal
storage devices with up to
6.0 Gb/s data transfer rate.

USB 2.0 Headers
(9-pin USB3_4)
(see p.1, No. 16)

(4-pin USB_5)

USB_PWR
p.

There are two headers on
this motherboard.

(see p.1, No. 15) b py GND
USB_PWR
USB 3.2 Genl Headers Vous There are two headers on
X Vbus IntA_PB_SSRX- )
(19-pin USB3_1_2) IntA_PA_SSRX- ma re ssexs  this motherboard. Each
IntA_PA_SSRX+ GND
(see p.1, No. 6) oND IntA_PB_SSTX- USB 3.2 Genl1 header can
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ N support two ports.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
:
(19-pin USB3_5_6) o
GND
(see p.1, No. 17) isradtes
P p ssexs
i P s
v‘m
5[5
[I2leleloolololololo
[ Vbus
N
IntA_P_SSRX+
oS
IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
o
RN

Front Panel Audio Header
(9-pin HD_AUDIO1)
(see p.1, No. 20)

This header is for
connecting audio devices

to the front audio panel.
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1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis
must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our
manual and chassis manual to install your system.

2. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by

the steps below:
A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.

B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.

C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).

D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to

connect them for the AC’97 audio panel.

E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel

and adjust “Recording Volume”.

Chassis/Water Pump Fan

4321

Connectors
(4-pin CHA_FAN1/WP)
(see p.1, No. 4)

FAN_SPEED_CONTROL

CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

FAN_SPEED

This motherboard provides two
4-Pin water cooling chassis fan
connectors. If you plan to con-
nect a 3-Pin chassis water cooler
fan, please connect it to Pin 1-3.

(4—pil‘1 CHA_FANZ/WP) FAN_VOLTAGE_CONTROL FAN_SPEED_CONTROL

GND

(see p.1, No. 14)

1.2 3 4

CPU Fan Connector
(4-pin CPU_FAN1)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

This motherboard
provides a 4-Pin CPU fan

+12V
(see p.1, No. 2) i (Quiet Fan) connector.
P If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please
connect it to Pin 1-3.
CPU/Water Pump Fan 43 2 1 This motherboard
Connector provides a 4-Pin water
(4-pin CPU_FAN2/WP) GND cooling CPU fan

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

(see p.1, No. 22)

connector. If you plan
to connect a 3-Pin CPU
water cooler fan, please

connect it to Pin 1-3.

21
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ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1, No. 5)

This motherboard pro-
vides a 24-pin ATX power
connector. To use a 20-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin
13.

ATX 12V Power s 5
—

Connector g

(8-pin ATX12V1) OO

(see p.1,No. 1)

This motherboard
provides a 8-pin ATX 12V
power connector. To use a
4-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 5.

*Warning: Please make
sure that the power cable
connected is for the CPU
and not the graphics
card. Do not plug the
PCle power cable to this

connector.

SPI TPM Header se1pas
(13-pin SPI_TPM_J1) S
(see p.1, No. 11) TTT:M.RQ
SIOOIOIOIO
J[ofololofofo
‘ SLl_TPM_CS#
GND
RSMRST#

SPI_CSO
PI_DQ2

This connector supports SPI
Trusted Platform Module (TPM)
system, which can securely store
keys, digital certificates, pass-
words, and data. A TPM system
also helps enhance network
security, protects digital
identities, and ensures platform

integrity.

Serial Port Header RRXD1
(9-pin COM1)
(see p.1, No. 18)

CCTS#1

RRI#1
RRTS#1

DDCD#1

This COM1 header
supports a serial port

module.
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Print Port Header
(25-pin LPT1)
(see p.1, No. 19)

This is an interface
for print port cable
that allows convenient
connection of printer

devices.

23



2.7 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_1) supports M Key type 2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI
Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

ﬂ § Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.

0 Depending on the PCB type and
length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut

location to be used.

B A

Nut Location A B
PCB Length 6cm 8cm
Module Type Type2260  Type 2280

24
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Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoft is placed at the nut
location B by default. Skip Step 3 and
4 and go straight to Step 5 if you are
going to use the default nut.
Otherwise, release the standoft by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

i Step 6

Tighten the screw with a screwdriver

to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.

-0
\Qa@{m
)

25



26

M.2_SSD (NGFF) Module Support List

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Crucial
Crucial
Intel
Intel
Intel
Kingston
Kingston
Kingston
ocz
PATRIOT
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
Team
Team
Team
Team

SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PClIe3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
PCle3 x4
PCle2 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3

AXNS330E-32GM-B
AXNS381E-128GM-B
AXNS381E-256GM-B
ASUS00NS38-256GT-C
ASUS00NS38-512GT-C
ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
CT120M500SSD4
CT240M500SSD4

Intel SSDSCKGW080A401/80G
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SM2280S3

SKC1000/480G

SH228053/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512M6e

SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)
SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4AM-128G

SD6PPAM-256G
TM4PS4128GMC105
TM4PS4256GMC105
TMS8PS4128GMC105
TM8PS4256GMC105
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TEAM
TEAM
Transcend
Transcend
Transcend
V-Color
V-Color
V-Color
V-Color
WD

WD

WD

WD

PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4

TM8FP2240G0C101
TM8FP2480GC110
TS256GMTS400

TS512GMTS600

TS512GMTS800
VLM100-120G-2280B-RD
VLM100-240G-2280RGB
VSM100-240G-2280
VLM100-240G-2280B-RD
WDS100T1B0B-00AS40
WDS240G1G0B-00RC30
WDS256G1X0C-00ENXO0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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2.8 M.2 WiFi/BT Module Installation Guide (M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket (Key
E) supports type 2230 WiFi/BT module.

* The M.2 socket does not support SATA M.2 SSDs.

Installing the WiFi/BT module

Step 1

Prepare a type 2230 WiFi/BT module

and the screw.

Step 2

Find the nut location to be used.

PCB Length: 3cm
Module Type: Type2230
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Step 3

Gently insert the WiFi/BT module
into the M.2 slot. Please be aware
that the module only fits in one

orientation.

Step 4

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.

29
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das H470M-HDV/M.2 von ASRock entschieden haben -
ein zuverldssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitétskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitit und Bestandigkeit erfillt.

konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung gedndert werden. Falls

Q Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden
diese Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version

ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische
Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard bendtigen, erhalten Sie auf unserer Webseite
spezifischen Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine
aktuelle Liste unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite. ASRock-
Webseite http://www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

¢ ASRock H470M-HDV/M.2-Motherboard (Micro-ATX-Formfaktor)
¢ ASRock H470M-HDV/M.2-Schnellinstallationsanleitung

e ASRock H470M-HDV/M.2-Support-CD

o 2 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

e 2 x Schrauben fiir M.2-Sockel (optional)

¢ 1x E/A-Blendenabschirmung
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1.2 Technische Daten

Plattform ¢ Micro-ATX-Formfaktor
o Feststoffkondensator-Design

Prozessor e Unterstiitzt Intel® Core™-Prozessoren (Sockel 1200) der 10"
Generation
¢ Digi Power design
o 7-Leistungsphasendesign
o Unterstiitzt Intel® Turbo Boost MAX 3.0-Technologie

Chipsatz o Intel® H470

Speicher ¢ Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie
¢ 2 x DDR4-DIMM-Steckplitze
¢ Unterstiitzt ungepufferten DDR4 2933/2800/2666/2400/2133-
Non-ECC-Speicher
* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilititsliste
auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (19/i7) Unterstiitzt DDR4 bis zu 2933; Core™ (i5/i3),
Pentium® und Celeron® Unterstiitzt DDR4 bis zu 2666.
¢ Unterstiitzt ECC-UDIMM-Speichermodule (Betrieb im non-
ECC-Modus)
o Systemspeicher, max. Kapazitit: 64GB
¢ Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
¢ 15-p-Goldkontakt in DIMM-Steckplitze

Erweiter- ¢ 1 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz
ungssteck-  * Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
platz e 2 x PCI-Express-3.0-x1-Steckplatz

e 1x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ-2230-Wi-Fi-/-BT-Modul

Grafikkarte e Integrierte Inte]® UHD Graphics-Visualisierung und VGA-

Ausginge kénnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.

¢ Hardware-beschleunigende Codecs: AVC/H.264, HEVC/H.265
8 bit, HEVC/H.265 10 bit, VP8, VP9 8 bit, VP9 10 bit, MPEG2,
MJPEG, VC-1

* VP9 10 Bit und VC-1 dienen nur der Dekodierung.

* VP8- und VP9-Enkodierugn werden von Windows-

Betriebssystemen nicht unterstiitzt.
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Grafik, Medien und Rechenleistung: Microsoft DirectX 12,
OpenGL 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video,
Hybrid- / umschaltbare Grafikkarte, OpenCL 2.1

Display & Content Security: Rec. 2020 (breiter Farbraum),
Microsoft PlayReady 3.0, Intel” SGX-Inhaltsschutz, UHD/HDR
Blu-ray Disc

Drei Grafikkarten-Ausgangsoptionen: D-Sub, DVI-D und HDMI
Unterstiitzt drei Monitore

Unterstiitzt HDMI 1.4 mit maximaler Aufldsung von 4K x 2K
(4096 x 2160) bei 30Hz

Unterstiitzt DVI-D mit maximaler Auflésung von 1920 x 1200 bei
60 Hz

Unterstiitzt D-Sub mit maximaler Auflosung von 1920 x 1200 bei
60 Hz

Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe (12 bpc),
xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI 1.4-Port
(konformer HDMI-Monitor erforderlich)

Unterstiitzt HDCP 2.3 mit DVI-D- und HDMI 1.4-Ports
Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI 1.4-Port

7.1-Kanal-HD-Audio (Realtek ALC897-Audiocodec)

Unterstiitzt Uberspannungsschutz

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
Unterstiitzt energieeflizientes Ethernet 802.3az

Unterstiitzt PXE

1 x Antenne-halterung

1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss

1 x D-Sub-Port

1 x DVI-D-Port

1 x HDMI-Port

2 x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

4 x USB-3.2-Genl-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon
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Speicher e 4 x SATA-III-6,0-Gb/s-Abschluss, unterstiitzt RAID (RAID 0,

RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17),
NCQ, AHCI und Hot-Plugging

e 1x Ultra-M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt M-Key-Typ-2260/2280-
M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul und M.2-PCI-Express-Modul bis
Gen3 x 4 (32 Gb/s)*

* Unterstiitzt Intel” Optane "-Technologie

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

* Unterstiitzt ASRock U.2-Kit

™

Anschluss ¢ 1x Druckerport-Anschlussleiste
¢ 1 x COM-Anschluss-Stiftleiste
¢ 1 x SPI-TPM-Stiftleiste
¢ 1 x Gehiuseeingriff- und Lautsprecher-Stiftleiste
¢ 1 x CPU-Liifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1A (12 W).
¢ 1x Anschluss fiir CPU-/Wasserpumpenliifter (4-polig) (intelligente
Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der CPU-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiihlerliifter
mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24 W).
e 2 x Anschlusse fiir Gehduse-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehéduse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen
Wasserkiihlerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, und CHA_FAN2/WP konnen
automatisch erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger Liifter verwendet wird.
* 1x 24-poliger ATX-Netzanschluss
¢ 1x 8-poliger 12-V-Netzanschluss
¢ 1x Audioanschluss an Frontblende
e 2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 3 USB 2.0-Ports) (unterstiitzt
Schutz gegen elektrostatische Entladung)
e 2x USB 3.2 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt 4 USB 3.2 Genl-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

BIOS- e AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
Funktion grafischer Benutzerschnittstellen
¢ ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse
¢ SMBIOS 2.7-Unterstiitzung
e CPU-Kern/Cache, GT, DRAM, VPPM, PCH 1,05V, VCCST,
VCCSA Mehrfachspannungsanpassung
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Hardware-
liberwac-
hung

Betriebs-
system

Zertifi-
zierungen

Liftertachometer: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehéduse-/
Wasserpumpenliifter

Lautloser Liifter (automatische Anpassung der
Gehuseliiftergeschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-,
CPU-/Wasserpumpen-, Gehause-/Wasserpumpenliifter
Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, CPU-/
Wasserpumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter
Gehduse-offen-Erkennung

Spannungsiiberwachung: +12 'V, +5 V, +3,3 V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH, VCCSA, VCCST

Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

FCC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-
Einstellungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von

Ubertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zéhlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine
Ubertaktung kann sich auf die Stabilitit Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten
und Gerite Ihres Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten
durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir mogliche Schéden, die durch
eine Ubertaktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper , kurzgeschlossen®. Wenn keine Jumper-Kappe auf

den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen®

W W

Short Open
CMOS-léschen-Jumper Kurzgeschlossen: CMOS loschen
(CLRMOS1) Offen: Standard

2-poliger Jumper
(siehe S. 1, Nr. 21) polig P

CLRMOSI erméglicht Ihnen die Loschung der Daten im CMOS. Die Daten im CMOS
beinhaltet Systemeinrichtungsinformationen, wie Systemkennwort, Datum, Zeit und
Systemeinrichtungsparameter. Zum Loschen und Riicksetzen der Systemparameter auf

die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel;
schlieflen Sie dann die Kontakte an CLRMOS] 3 Sekunden mit einer Jumper-Kappe kurz.
Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-L6schung zu entfernen. Falls
Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen, starten Sie
das System zunichst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Loschung herunter.

Sie die BIOS-Option ,,Status loschen® zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen

Q Falls Sie den CMOS loschen, wird maoglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte passen
Gehduseeingriffstatus an.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschlisse

Kappen an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an

f Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-

diesen Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschidigen.

Systemblende-Stiftleiste
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 12)

Verbinden Sie Ein-/
Austaste, Reset-Taste und

Systemstatusanzeige am Gehéuse
entsprechend der nachstehenden

Pinbelegung mit dieser Stiftleiste.

HDLED-
HDLED+

Beachten Sie vor Anschlieflen der
Kabel die positiven und negativen
Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Sie kinnen die
Abschaltung Thres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand
befindet. Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder
ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehduse variieren. Ein Frontblendenmodul
besteht hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED,
Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschlieflen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste
sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

Gehduseeingriffs- und Di:’AEh’;:ER Bitte verbinden Sie
Lautsprecher-Stiftleiste DUMMY | Gehiuseeingriffsvorrichtung und

+5V
(7-polig, SPK_CI1) | den Gehduselautsprecher mit
(siehe S. 1, Nr. 13) THeEe dieser Stiftleiste.

smele |

GND
DUMMY
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Serial-ATA-III- Anschliisse O'I Y ;I Diese vier SATA-III- Anschliisse

Winkel rechts: g |- m P unterstiitzen SATA-Datenkabel

(SATA3_0: & k= $ fiir interne Speichergerite mit

siehe S. 1, Nr. 7) (oben) 2' s $| einer Datentibertragungsgeschwi

(SATA3_1: g m m E ndigkeit bis 6,0 Gb/s.

siehe S. 1, Nr. 8) (unten) o ==l »

(SATA3_2:

siehe S. 1, Nr. 9) (oben)

(SATA3_3:

siehe S. 1, Nr. 10) (unten)

USB 2.0-Stiftleisten USB_PWR Es gibt zwei Stiftleisten an diesem
5

(9-polig, USB3_4)
(siehe S. 1, Nr. 16)

(4-polig, USB_5)
(siehe S. 1, Nr. 15)

Motherboard.

GND
P- P+
USB_PWR
USB 3.2 Genl1-Stiftleisten vous Es gibt zwei Stiftleisten an diesem
Vbus IntA_PB_SSRX-
(19-polig, USB3_1_2) IntA_PA_SSRX- mape_ssrxr Motherboard. Jede USB 3.2
IntA_PA_SSRX+ GND
(siehe S. 1, Nr. 6) eno IniA_PB_SSTX- Genl-Stiftleiste kann zwei Ports
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND unterstiitzen
GND IntA_PB_D- .
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
(19-polig, USB3_5_6)
el

ND
IntA_P_SSTX+
In

(siehe S. 1, Nr. 17) s
oia_p ssrxr
oA PSRX-
e
O[O]O[O]O]S!
|[2lolo ololo
[ Vhus
InfA P 558X
IntA_P_SSRX+
o
Inta P 5T
IntA_P_SSTX+
it
niAcP.D-
Lioia'¥ 50
PEUEY-E o GND . e .
Audiostiftleiste PResENCEs Diese Stiftleiste dient dem
Frontblende "oumn Anschlielen von Audiogeriten an
(9-polig, HD_AUDIO1) o[ 1o der Frontblende.
. 1
(siehe S. 1, Nr. 20) ourz_L
J_SENSE
out2 R
MIC2_R
MIC2 L
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jedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen

Q 1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss dazu

in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehdause.
. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der

N

Audiostiftleiste der Frontblende installieren:
A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.

B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.

C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.

D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen sie

nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.

E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes
Mikrofon)“-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,Recording Volume

(Aufnahmelautstirke) an.

Gehduse-/Wasserpumpen- 4321

Lufteranschlusse
(4-polig, CHA_FAN1/WP)
(siehe S. 1, Nr. 4)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

FAN_SPEED

(4—polig, CHA_FANZ/WP) FAN_VOLTAGE_CONTROL
(siehe S. 1, Nr. 14)

GND FAN_SPEED_CONTROL

1.2 3 4

Dieses Motherboard bietet
zwei 4-polige Wasserkiihlung-
Gehauseliifteranschlisse. Falls
Sie einen 3-poligen Gehéuse-
Wasserkiihlerliifter anschliefSen
mochten, verbinden Sie ihn
bitte mit Kontakt 1 bis 3.

CPU-Liifteranschliisse FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
(CPU_FAN, 4-polig) ov

(sihe S. 1, Nr. 2) i

1234

Dieses Motherboard bietet
einen 4-poligen CPU-
Liifteranschluss (lautloser
Liifter). Falls Sie einen
3-poligen CPU-Liifter
anschlieflen mochten,
verbinden Sie ihn bitte mit
Kontakt 1 bis 3.

4 3 2 1

CPU-/Wasserpumpen-
Lifteranschluss

(4-polig, CPU_FAN2/WP)
(siehe S. 1, Nr. 22)

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

Dieses Motherboard

bietet einen 4-poligen
Wasserkithlung-CPU-
Lifteranschluss. Falls Sie

einen 3-poligen CPU-
Wasserkiihlerliifter anschlieflen
mochten, verbinden Sie ihn
bitte mit Kontakt 1 bis 3.




ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWR1)
(siehe S. 1, Nr. 5)

Dieses Motherboard bietet
einen 24-poligen ATX-
Netzanschluss. Bitte schlieffen
Sie es zur Nutzung eines
20-poligen ATX-Netzteils
entlang Kontakt 1 und Kontakt
13 an.

ATX-12-V-Netzanschluss
(8-polig, ATX12V1)
(siehe S. 1, Nr. 1)

Dieses Motherboard bietet
einen 8-poligen ATX-12-V-
Netzanschluss. Bitte schliefen
Sie es zur Nutzung eines
4-poligen ATX-Netzteils
entlang Kontakt 1 und Kontakt
5an.

*Warnung: Bitte stellen Sie
sicher, dass das Stromkabel
der CPU und nicht das der
Grafikkarte angeschlossen

ist. Schlief3en Sie das PCle-
Stromkabel nicht an diesen
Anschluss an.

SPI-TPM-Stiftleiste
(13-polig, SPI_TPM_J1)
(siehe S. 1, Nr. 11)

SPI_DQ3

Dummy

CLK,
SPI_MOSI
RST#

‘TPM,PlRo
I

O[O0

‘ SPI_TPM_CS#
NI

RSMRST#
SPI_MISO

SPI_CSO
SPI_DQ2

Dieser Anschluss unterstiitzt
das SPI Trusted Platform
Module- (TPM) System,
das Schliissel, digitale
Zertifikate, Kennworter und
Daten sicher aufbewahren
kann. Ein TPM-System hilft
zudem bei der Stirkung

der Netzwerksicherheit,
schiitzt digitale Identititen
und gewihrleistet die
Plattformintegritit.

H470M-HDV/M.2
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Serieller-Port-Stiftleiste
(9-polig, COM1)
(siehe S. 1, Nr. 18)

RRXD1

Diese COM1-Stiftleiste
unterstiitzt ein Modul fiir
serielle Ports.

Druckanschluss-Stiftleiste
(25-polig, LPT1)
(siehe S. 1, Nr. 19)

Diese Schnittstelle ist fiir
Druckerkabel vorgesehen
und erméglicht bequemes
Anschlieen von Druckern.
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock H470M-HDV/M.2, une carte
mere fiable fabriquée conformément au contréle de qualité rigoureux et constant appliqué
par ASRock. Fidele a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une

carte mére de conception robuste aux performances élevées.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu
de ce document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent

document, la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification
préalable. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour votre carte mére, veuillez visiter
notre site Internet pour plus de détails sur le modéle que vous utilisez. La liste la plus récente
des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet

de ASRock. Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

e Carte mére ASRock H470M-HDV/M.2 (facteur de forme Micro ATX)
¢ Guide d’installation rapide ASRock H470M-HDV/M.2

e CD dassistance ASRock H470M-HDV/M.2

e 2x cables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

e 2 xvis pour sockets M.2 (Optionnel)

¢ 1x panneau de protection E/S
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

Fente
d’expansion

Graphiques
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e Facteur de forme Micro ATX

¢ Conception a condensateurs solides

e Prend en charge les processeurs 10™™ génération Intel® Core™
(socket 1200)

¢ Digi Power design

o Alimentation a 7 phases

e Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost MAX 3.0

¢ Intel® H470

¢ Technologie mémoire double canal DDR4
¢ 2x fentes DIMM DDR4
¢ Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
2933/2800/2666/2400/2133
* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le site
Web d'ASRock pour de plus amples informations.
(http://www.asrock.com/)
* Core™ (i9/i7) prend en charge DDR4 jusqu'a 2933; Core™ (i5/i3),
Pentium® et Celeron® prend en charge DDR4 jusqu'a 2666.
¢ Prend en charge les modules mémoire UDIMM ECC (fonctionne
en mode non-ECC)
¢ Capacité max. de la mémoire systéeme : 64Go
¢ Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
¢ Contacts dorés 15y sur fentes DIMM

¢ 1x fente PCI Express 3.0 x16

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

¢ 2 x fentes PCI Express 3.0 x1

o 1xsocket M.2 (Touche E), prend en charge les modules WiFi/BT
type 2230

¢ La technologie Intel” UHD Graphics Built-in Visuals et les sorties
VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs
intégrant un controleur graphique.

o Codecs d’accélération matérielle : AVC/H.264, HEVC/H.265 8bit,
HEVC/H.265 10bit, VP8, VP9 8bit, VP9 10bit, MPEG 2, MJPEG,
VC-1

* VP9 10 bits et VC-1 sont uniquement destinés au décodage.
* Lencodage VP8 et VP9 nlest pas pris en charge par le systeme

dexploitation Windows.
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Audio

Réseau

Connectique
du panneau
arriére

Graphismes, multimédia et calcul : Microsoft DirectX 12, OpenGL
4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video, Hybrid
Graphics / Basculement des graphismes, OpenCL 2.1

Affichage et sécurité du contenu : Rec. 2020 (large gamme de
couleurs), Microsoft PlayReady 3.0, protection de contenu Intel®
SGX, disque Blu-ray UHD/HDR

Trois options de sortie graphique : D-Sub, DVI-D et HDMI

Prend en charge la configuration a triple moniteurs

Prend en charge la technologie HDMI 1.4 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

Prend en charge le mode DVI-D avec une résolution maximale de
1920x1200 @ 60Hz

Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale de
1920x1200 @ 60Hz

Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port HDMI 1.4
(un écran compatible HDMI est requis)

Prend en charge HDCP 2.3 via ports DVI-D et HDMI 1.4

Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec le port
HDMI 1.4

Audio 7.1 CH HD (Codec audio Realtek ALC897)

Prend en charge la protection contre les surtensions

Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

Giga PHY Intel® 1219V

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az
Prend en charge PXE

1 x crochet antenne

1 x port souris/clavier PS/2

1 x port D-Sub

1 x port DVI-D

1 x port HDMI

2 x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges électrostatiques)
4 x ports USB 3.2 Genl (Protection contre les décharges
électrostatiques)

1 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)
Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur avant /

microphone
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Stockage

Connecteur

¢ 4 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, compatibles RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, technologies Intel Rapid Storage 17),
NCQ, AHCI et « Hot Plug »

¢ 1 xsocket Ultra M.2 (M2_1), prend en charge les modules M.2
SATA3 6,0 Go/s type 2260/2280 touche M et M.2 PCI Express
jusqu'a Gen3 x4 (32 Go/s)*

* Prend en charge la technologie Intel® Optane™
* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
* Prend en charge le kit ASRock U.2

¢ 1 x embase pour port d’'impression
¢ 1 x embase pour port COM
¢ 1 xembase SPI TPM
¢ 1 x prise DEL d’alimentation et emplacement sur chéssis
¢ 1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
¢ 1 x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe a eau
(4 broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de processeur /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A
(24 W).
* 2 x connecteurs pour ventilateur de chassis /pompe a eau
(4 broches) (contrdle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de chassis /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, et CHA_FAN2/WP peuvent
détecter automatiquement si un ventilateur 3 broches ou 4 broches est
utilisé.
¢ 1x connecteur d’alimentation ATX 24 broches
¢ 1 x connecteur d’alimentation 12 V 8 broches
¢ 1 x connecteur audio panneau frontal
e 2 xembases USB 2.0 (3 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection
contre les décharges électrostatiques)
¢ 2 xembase USB 3.2 Genl (4 ports USB 3.2 Genl pris en charge)

(Protection contre les décharges électrostatiques)
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Caractéris- e BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
tiques du multilingue
BIOS ¢ Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events

¢ Compatible SMBIOS 2.7
¢ Réglage de la tension CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM, PCH
1,05V, VCCST, VCCSA

Surveillance o Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe a
du matériel eau, chéssis /pompe a eau
¢ Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse
du ventilateur du chéssis d’apres la température du CPU) :
Ventilateurs de CPU, CPU /pompe a eau, chassis /pompe a eau
¢ Controle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, CPU /pompe a eau, chassis /pompe a eau
¢ Détection CHASSIS OUVERT
¢ Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V, CPU
Vcore, DRAM, VPPM, PCH, VCCSA, VCCST

Systeme ¢ Microsoft” Windows® 10 64 bits
d’exploitation

Certifications ¢ FCC,CE
e ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des

A modifications du BIOS, lapplication d’une technologie doverclocking déliée et l'utilisation
doutils doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée
par ces pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du
systéme. Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus
pour responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ».

Sile capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

W W

Short Open
Cavalier Clear CMOS Court-circuité : Fonction Clear
(CLRMOS1) T CMOS
Cavalier (jumper)
(voir p.1, No. 21) Ouvert : Par défaut

a 2 broches

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Les données de la CMOS
incluent les informations de configuration du systeme telles que mot de passe, date,

heure et parameétres de réglage du systéme. Pour effacer les paramétres du systeme et
rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son cordon
dalimentation ; utilisez ensuite un capuchon de cavalier pour court-circuiter les broches
CLRMOSI pendant 3 secondes. Noubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une fois les
données CMOS effacées. Si vous avez besoin deffacer les données CMOS aprés une mise

a jour du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer le systéme, puis [éteindre avant de
procéder a leffacement de la CMOS.

Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption
du BIOS sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chassis précédentes.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS
A de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur

bt

a irré; t votre carte mére.

ces embases ou connecteurs end.

e

Embase du panneau Branchez le bouton de mise

systeme en marche, le bouton de
(PANNEAUT a 9 broches) réinitialisation et le témoin
(voir p.1, No. 12) ! détat du systéme présents sur
le chéssis sur cette embase en
HDLED- .
HDLED+ respectant la configuration des

broches illustrée ci-dessous.
Repérez les broches positive et
négative avant de brancher les

cébles.

pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer
la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton d'alimentation.

Q PWRBTN (bouton d’alimentation):

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez
sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer lordij en cas de pl ou de
dysfonctionnement au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est
allumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode
veille S1/S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chdssis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d'un bouton d'alimentation, d'un bouton de réinitialisation,
d'un témoin LED dalimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur, d'un haut-parleur
etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre chassis sur cette embase, veillez a
parfaitement faire correspondre les fils et les broches.

Prise DEL d’alimentation SPEAKER Veuillez brancher
DUMMY
et emplacement sur DUMMY | I'emplacement sur le chéssis et
Aeer 5V o
chéssis e | le haut-parleur du chassis sur
(SPK_CI1 a 7 broches) [ olojo ce connecteur.
i |
(voir p.1, No. 13) SIGNAL |
GND
DUMMY

47



48

Connecteurs Serial ATA3 o I w :)l Ces quatre connecteurs
Angle droit: g |_ m = SATA3 sont compatibles avec
(SATA3_0: & 1= 12 & les cables de données SATA
voir p.1, No. 7) (Supérieur) :I z| pour les appareils de stockage
(SATA3_1: E m m E internes avec un taux de
voir p.1, No. 8) (Inférieur) ni=1=n transfert maximal de 6,0 Go/s.
(SATA3_2:
voir p.1, No. 9) (Supérieur)
(SATA3_3:
voir p.1, No. 10)
(Inférieur)
Embases USB 2.0 USB_PWR Cette carte meére comprend

5

(USB3_4 a 9 broches)
(voir p.1, No. 16)

(USB_5 a 4 broches)
(voir p.1, No. 15)

deux connecteurs.

P- P+
USB_PWR
Embases USB 3.2 Genl " M. Cette carte mere comprend
(USB3_1_2 4 19 broches) IniA_PA_SSRX- IniA_PB_SSRX+ deux connecteurs. Chaque
INtA_PA_SSRX+ GND
(voir p.1, No. 6) oo InMA_PB_SSTX- embase USB 3.2 Genl peut
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
[nAPA_SSTX oND prendre en charge deux ports.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
R nta o+
(USB3_5_6 a 19 broches) AP D-
N

(voir p.1, No. 17)

IntA_P_SSTX-

GND
IntA_P_SSRX+
IntA_P_SSRX-
Vbus

Vbus

InfA_P_SSRX-
IntA_P_SSRX+
GND

IntA_P_SSTX-
_P_SSTX+

AP
o
InfAcPb-
Liiaes?
Embase audio du panneau OND esEnCE# Cette embase sert au
MIC_RET
frontal ‘ "ouma branchement des appareils
(HD_AUDIOI a OloIo] O audio au panneau audio
9 broches) ! £ T (‘)oum . frontal.
(voir p.1, No. 20) g
MIC2 R~

MIC2_L
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S

1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche),

mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonctionner
correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel
du chassis pour installer votre systéme.

. Si vous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du pan-

neau frontal en procédant comme suit :

A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est
inutile de les brancher avec le panneau audio AC’97.

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de controle
Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».

Connecteurs du 4321 Cette carte mére est dotée

ventilateur de chéssis/

de deux connecteurs pour

pompe a eau FAN_SPEED_CONTROL ventilateur de chassis a
(CHA_FAN1/WP a4 CH”F’:';:TOELETD e refroidissement par eau a 4
broches) GND broches. Si vous envisagez
(voir p.1, No. 4) de connecter un ventilateur

de refroidisseur d'eau pour

FAN_SPEED chassis a 3 broches, veuillez le

(CHA_FAN2/WP a 4 FAN-VOLTAGECONTRPL | an_speen_controt brancher sur la Broche 1-3.
broches)
(voir p.1, No. 14) 1234
Connecteurs pour Cette carte mére est dotée d'un

ventilateur de processeur

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED connecteur pour ventilateur

(CPU_FANI 4 4 broches) o de processeur (Quiet Fan) a 4
(voir p.1, No. 2) broches. Si vous envisagez de
1234 connecter un ventilateur de

processeur a 3 broches, veuillez
le brancher sur la broche 1-3.

Connecteur pour Cette carte mere est dotée d'un
ventilateur de processeur / connecteur pour ventilateur de
pompe i eau — processeur a refroidissement
(CPU_FAN2/WP a4 par eau a 4 broches. Si vous
broches) FAS_N\,[;LTAGE envisagez de connecter un
(voir p.1, No. 22) FANZL;'E?&CSS:TE,EOL ventilateur de refroidisseur

d'eau pour processeur a 3
broches, veuillez le brancher

sur la Broche 1-3.
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Connecteur d’alimentation
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 5)

Cette carte mere est dotée d'un
connecteur d’alimentation
ATX a 24 broches. Pour
utiliser une alimentation ATX
4 20 broches, veuillez effectuer
les branchements sur la Broche
1 et la Broche 13.

Connecteur d’alimentation
ATX 12V

(ATX12V1 a 8 broches)
(voir p.1, No. 1)

Cette carte mére est dotée d'un
connecteur d’alimentation
ATX 12V a 8 broches. Pour
utiliser une alimentation ATX
a 4 broches, veuillez effectuer
les branchements sur la Broche
1 et la Broche 5.

*Avertissement : Veuillez
vérifier que le cable
d'alimentation connecté est
pour l'unité centrale et non
pour la carte graphique.
Ne branchez pas le cable
d'alimentation PCle sur ce

connecteur.

Embase SPI TPM
(SPLTPM_J1a 13
broches)

(voir p.1, No. 11)

1

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy
CLK
SPI_MOSI
RST#

‘ TPM_PIRQ

O[O[O[O[O]O[O
(e][e)(e](e](®)

‘ SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CSO
SPI_DQ2

Ce connecteur prend en charge
un module SPI TPM (Trusted
Platform Module - Module

de plateforme sécurisée),

qui permet de sauvegarder
clés, certificats numériques,
mots de passe et données en
toute sécurité. Le systéme
TPM permet également de
renforcer la sécurité du réseau,
de protéger les identités
numériques et de préserver

intégrité de la plateforme.
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Embase pour port série
(COM1 a9 broches)
(voir p.1, No. 18)

Cette embase COM1 prend
en charge un module de port

série.

Embase de port 1l s’agit d’'une interface pour
d’impression
(LPT1 a 25 broches)

(voir p.1, No. 19)

le cable du port d'impression
qui permet un branchement
aisé des périphériques

d’impression.
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1 Introduzione

Congratulazioni per 'acquisto della scheda madre ASRock H470M-HDV/M.2, una scheda
madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda madre
offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock di

offrire sempre qualita e durata.

contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di

Q Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il

eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara disponibile
sul sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa
scheda madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello
attualmente in uso. E possibile trovare l'elenco di schede VGA pii recenti e di supporto di

CPU anche sul sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

e Scheda madre H470M-HDV/M.2 ASRock (fattore di forma Micro ATX)
¢ Guida rapida di installazione H470M-HDV/M.2 ASRock

¢ CD di supporto ASRock H470M-HDV/M.2

e 2x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

® 2 xviti per Socket M.2 (opzionali)

¢ 1 x mascherina metallica posteriore I/O
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1.2 Specifiche

Piattaforma e Fattore di forma Micro ATX
¢ Design condensatore solido

CPU e Supporta processori 10" Generation Intel® Core™ (Socket 1200)
¢ Digi Power design
e Potenzaa 7 fasi

¢ Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost MAX 3.0
Chipset ¢ Intel® H470

Memoria * Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel
¢ 2xalloggi DIMM DDR4
¢ Supporto di memoria DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 non-
ECC, un-buffered
* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti
di memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (19/i7) supporta DDR4 fino a 2933; Core™ (i5/i3), Pentium®
e Celeron’supporta DDR4 fino a 2666.
e Supporta moduli di memoria ECC UDIMM (funziona in
modalitd non ECC)
o Capacitd max. della memoria di sistema: 64GB
¢ Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel” 2.0
 Contatti doro 15y negli alloggi DIMM

Alloggio e 1x PCI Express 3.0 x16 slot
d'espansione * Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio
¢ 2 xalloggi PCI Express 3.0 x1
e 1 Socket M.2 (tastoE), supporta moduli di tipo 2230 WiFi/BT

Grafica ¢ La videografica integrata della scheda video UHD Intel® e le uscite
VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU
integrata.

e Codec con accelerazione hardware: AVC/H.264, HEVC/H.265
8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit, MPEG2,
MJPEG, VC-1

* VP9 10bit e VC-1 servono solo per la decodifica.
* La codifica VP8 e VP9 non & supportata dal sistema operative
Windows.
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Grafica, multimedialita e calcolo: Microsoft DirectX 12, OpenGL
4.5, Grafica integrate Intel®, Sincronizzazione video Intel® Quick,
Grafica ibrida/commutabile, OpenCL 2.1

Visualizzazione e sicurezza dei contenuti: Rec. 2020 (Ampia
gamma di colori), Microsoft PlayReady 3.0, Protezione dei
contenuti Intel* SGX, UHD/HDR Blu-ray Disc

Tre opzioni di output grafico: D-Sub, DVI-D e HDMI

Supporto di tre monitor

Supporta HDMI 1.4 con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096 x 2160) a 30Hz

Supporta DVI-D con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a
60 Hz

Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a
60 Hz

Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI 1.4 (&
necessario un monitor compatibile HDMI)

Supporto di HDCP 2.3 con le porte DVI-D e HDMI 1.4
Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulla porta HDMI 1.4

Audio HD 7.1 CH (codec audio Realtek ALC897)
Supporta protezione da sovratensione

LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supporto PXE

1 x staffa Antenna

1 x porta mouse/tastiera PS/2

1 x porta D-Sub

1 x porta DVI-D

1 x porta HDMI

2 x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche)
4 x porte USB 3.2 Genl (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)

1 x porta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)
Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale /

microfono
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Archiviazione ¢ 4 x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supportano RAID (RAID 0,

RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17),
NCQ, AHCI e Hot Plug

e 1 xsocket Ultra M.2 (M2_1), supporta il modulo M.2 SATA3
6,0 Gb/s di tipo M Key 2260/2280 ed il modulo M.2 PCI Express
fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)*

* Supporta la tecnologia Intel® Optane™

* Supporto di SSD NVMe come disco davvio

* Supporta kit ASRock U.2

Connettore ¢ 1 x connettore porta stampa
¢ 1 x connettore porta COM
¢ 1x connettore SPI TPM
¢ 1x collegamento altoparlante e intrusione telaio
¢ 1 x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massima di 1A (12 W).
¢ 1 x connettore ventola CPU/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola CPU/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).
* 2 x connettori ventola telaio/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola Chassis/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP e CHA_FAN2/WP sono in grado
di rilevare se ¢ in uso una ventola a 3 pin o0 4 a pin.
¢ 1 x connettore alimentazione ATX 24 pin
¢ 1 x connettore alimentazione 12 V 8-pin
¢ 1 x connettore audio pannello frontale
e 2 x connettori USB 2.0 (supporto di 3 porte USB 2.0) (supporta
protezione da scariche elettrostatiche)
e 2 xheader USB 3.2 Genl1 (supporto di 4 porte USB 3.2 Genl)
(supporto protezione da scariche elettrostatiche)

Funzionalita e AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
BIOS e Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0
e Supporto di SMBIOS 2.7
¢ Regolazione multipla tensione CPU Core/Cache, GT, DRAM,
VPPM, PCH 1,05V, VCCST, VCCSA

55



56

Hardware o Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua, telaio/

Monitor

SO

pompa dell'acqua

¢ Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

» Controllo velocita ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

¢ Rilevamento CASE OPEN

¢ Monitoraggio tensione: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH, VCCSA, VCCST

* Microsoft® Windows® 10 64 bit

Certificazioni °* FCC,CE

o ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

A

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la
regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o
l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita
del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre
eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati
da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del

jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non € posizionato

alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto".

W W

Short Open
Jumper per azzerare la Cortocircuitato: Azzerare la
CMOS . CMOS
Jumper a 2 pin
(CLRMOS1) Aperto: Predefinito

(vedere pag. 1, n. 21)

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. I dati presenti nella CMOS includono
informazioni relative all'impostazione del sistema quali password del sistema, data, ora e
parametri di impostazione del sistema. Per azzerare e reimpostare i parametri del sistema
alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di alimentazione,
quindi utilizzare un cappuccio del jumper per cortocircuitare i pin su CLRMOS]1 per 3
secondi. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio del jumper dopo aver azzerato la CMOS. Se ¢
necessario azzerare la CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS, ¢ necessario riavviare prima

il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire I'operazione di azzeramento della CMOS.

Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS
"Azzerare stato” per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.
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4 Header e connettori su scheda

Y

jumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e

f Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del
connettori provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del PLED Collegare il tasto d'alimentazione,
sistema

(PANELI a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 12)

il tasto di ripristino e I'indicatore
di stato del sistema del telaio

a questa basetta in base

all'assegnazione dei pin definita di

HDLED-
HDLED+

seguito. Annotare i pin positivi e
negativi prima di collegare i cavi.

Collegare al tasto dalimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto
dalimentazione ¢ possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

Q PWRBTN (tasto d'alimentazione):

RESET (tasto di ripristino):
Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di
ripristino per riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale

riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED
& acceso quando il sistema é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED é spento quando il sistema si trova nello stato di
sospensione S4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del
pannello frontale consiste principalmente di tasto dalimentazione, tasto di ripristino, LED
dalimentazione, LED attivita del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando si collega il
modulo del pannello frontale del telaio a questa basetta, assicurarsi che lassegnazione dei
cavi e lassegnazione dei pin siano corrette.

Collegamento altoparlante Di:AEh’A‘:ER Collegare I'intrusione telaio
e intrusione telaio DUMMY | e laltoparlante a questo
(SPK_CI1 a 7 pin) i | collegamento.
(vedere pag. 1, n. 13) THe e
SIGNAI\L |
GND

DUMMY
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Connettori Serial ATA3

Angolo destroy:
(SATA3_0:

vedere pag.1, n. 7) (Superi-

Questi quattro connettori SATA3

supportano cavi dati SATA

I—1]

SATA3_3 SATA3_1

—T

per dispositivi di archiviazione

interna, con una velocita di

ore) trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.
(SATA3_1:

vedere pag. 1, n. 8)

SATA3 2 SATA3_0
I—1]

I—1]

(Inferiore)

(SATA3_2:

vedere pag. 1, n. 9)
(Superiore)

(SATA3_3:

vedere pag.1, n. 10) (Infe-

riore)

Header USB 2.0 USB_PWR Ci sono due connettori su questa
(USB3_4 2 9 pin) i
(vedere pag. 1, n. 16)

scheda madre.

(USB_5 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 15)

Header USB 3.2 Genl - Mo Ci sono due connettori su questa
us ntA_PB_SSRX-
(USB3_1_2a 19 pin) Int4_PA_SSRX- mapsssexe gcheda madre. Ciascun header
Int_PA_SSRX anp
GND IntA_PB_SSTX- A
(Vedere pag. Ln. 6) IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+ USB 3.2 Genl puo supportare due
IntA_PA_SSTX+ GND porte.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

(USB3_5_6a 19 pin)
(vedere pag. 1, n. 17)
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Header audio pannello ND e sENCEs Questo header serve a collegare i
. MIC_RET . e . .

anteriore ‘ ‘OUU;ET dispositivi audio al pannello audio
(HD_AUDIOL1 a9 pin) SIoToT 16 anteriore.
(vedere pag. 1, n. 20) ! e T ?Om .

‘ J_SENSE

OoUuT2_R

MIC2_R
MIC2_L

S

1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello

sullo chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni
presenti nel nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

. Sesi utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull header audio del pannello

anteriore seguendo le fasi di seguito:

A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é neces-
sario collegarli per il pannello audio AC’97.

E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di
controllo Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

Connettori ventola chassis / 1321 Questa scheda madre fornisce

pompa dell'acqua

due connettori ventola telaio

(CHA_FAN1/WP a4 pin) FAN_SPEED_CONTROL con raffreddamento ad
CHA_FAN_SPEED
(vedere pag. 1, n. 4) FAN_VOLTAGE acqua a 4 pin. Se si decide di
GND
collegare una ventola telaio
con raffreddamento ad acqua
(CHA_FAN2/WP a4 pin) oo voirace commmor | a 3 pin, collegarla al pin 1-3.
GND FAN_SPEED_CONTROL
(vedere pag. 1, n. 14)
1.2 3 4
Connettori ventola CPU FAN_SPEED_CONTROL Questa scheda madre ¢
(CPU_FANI a 4 pin) CPUJAN?ZTD dotata di un connettore per
+
(vedere pag. 1,n. 2) GND la ventola della CPU (Ventola
silenziosa) a 4 pin. Se si decide
1234

di collegare una ventola della
CPU a 3 pin, collegarla al pin
1-3.




Connettore ventola CPU /
pompa dell'acqua
(CPU_FAN2/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 22)

4 3 2 1

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU con raffreddamento
ad acqua a 4 pin. Se si decide
di collegare una ventola della
CPU con raffreddamento ad
acqua a 3 pin, collegarla al pin
1-3.

Connettore di alimentazione
ATX

(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 5)

Questa scheda madre &
dotata di un connettore

di alimentazione ATX

a 24 pin. Per utilizzare
un'alimentazione ATX a 20
pin, collegarla lungo il pin 1 e
il pin 13.

Connettore di alimentazione
ATX da 12V

(ATX12V1 a 8 pin)

(vedere pag. 1,n. 1)

Questa scheda madre &
dotata di un connettore

di alimentazione ATX da

12 V a 8 pin. Per utilizzare
un'alimentazione ATX a 4
pin, collegarla lungo il pin 1 e
il pin 5.

*Attenzione: Assicurarsi
che il cavo di alimentazione
collegato sia per la CPU

e non la scheda grafica.
Non inserire il cavo di
alimentazione PCle in
questo connettore.
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Connettore SPI TPM
(SPI_TPM_J1 a 13 pin)
(vedere pag. 1,n. 11)

4

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy
CLK.
SPI_MOSI
RST#

‘ TPM_PIRQ

[© O[O0

[e][e)
[e][e][e](e](e]

T
‘ SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

Questo connettore supporta il
sistema SPI Trusted Platform
Module (TPM), che pud
archiviare in modo sicuro
chiavi, certificati digitali,
password e dati. Un sistema
TPM permette anche di
potenziare la sicurezza della
rete, di proteggere identita
digitali e di garantire l'integrita
della piattaforma.

Header porta seriale
(COM1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 18)

RRXD1

Questo header COM1
supporta un modulo di porta

seriale.

Header porta di stampa
(LPT1 a 25 pin)
(vedere pag. 1, n. 19)

Si tratta di un'interfaccia per
il cavo della porta di stampa
che consente una comoda
connessione ai dispositivi

della stampante.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock H470M-HDV/M.2, una placa base fiable fabricada
segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con un

diseno resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.

contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el

Si esta documentacion sufre alguna modificacion, la versién actualizada estard disponibl

en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta
placa base, visite nuestro sitio web para obtener informacion especifica sobre el modelo que
esté utilizando. Podrd encontrar las ultimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad

de la CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

e Placa base ASRock H470M-HDV/M.2 (Factor de forma Micro ATX)
¢ Guia de instalacion rapida de ASRock H470M-HDV/M.2

e CD de soporte de ASRock H470M-HDV/M.2

e 2 x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

e 2 x Tornillos para sockets M.2 (Opcional)

¢ 1 xescudo panel E/S
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

Graficos

64

¢ TFactor de forma Micro ATX
¢ Disefio de condensador solido

e Compatible con la 10° generacién de procesadores Intel® Core™

(Socket 1200)
¢ Digi Power design
¢ Diseno de 7 fases de alimentacion
¢ Admite la tecnologia Intel® Turbo Boost MAX 3.0

e Intel® H470

¢ Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal
e 2xranuras DIMM DDR4
¢ Admite memoria DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 no ECC, sin
bufer
* Para obtener mds informacion, consulte la lista de memorias
compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (19/i7) compatible con DDR4 de hasta 2933; Core™ (i5/i3),
Pentium® y Celeron® compatible con DDR4 de hasta 2666.
e Admite mddulos de memoria UDIMM ECC (funcionamiento en
modo no ECC)
¢ Capacidad maxima de memoria del sistema: 64GB
e Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0
¢ Contacto 15u Gold en ranuras DIMM

e 1 ranura PCI Express 3.0 x16

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
¢ 2 x Ranuras PCI Express 3.0 x1
e 1xZocalo M.2 (clave E), admite el tipo de médulo 2230 WiFi/BT

¢ Intel® UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles unicamente con procesadores con GPU integrado.

o Cddecs acelerados por hardware: AVC/H.264, HEVC/H.265 8
bits, HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits, MPEG2,
MJPEG, VC-1

* VP9 10 bits y VC-1 son solo para descodificacién.

* El sistema operativo Windows no admite la codificacion VP8 y VP9.
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Audio

LAN

E/S en panel
posterior

Gréficos, Multimedia & Compute: Microsoft DirectX 12,

OpenGL 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video,
Hybrid/Switchable Graphics, OpenCL 2.1

Seguridad de visualizacion y contenido: Rec. 2020 (gama de
colores amplia), Microsoft PlayReady 3.0, proteccion de contenido
Intel® SGX, disco Blu-ray UHD/HDR

Tres opciones de salida de graficos: D-Sub, DVI-D y HDMI
Compatible con tres monitores

Compatible con HDMI 1.4 con una resolucion maxima de 4K x
2K (4096x2160) a 30Hz

Admite DVI-D con una resolucion méxima de 1920x1200 a 60 Hz
Admite D-Sub con una resoluciéon maxima de 1920x1200 a 60 Hz
Admite Sincronizacion automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits) con
puerto HDMI 1.4 (se necesita un monitor compatible con HDMI)
Compatible con funcién HDCP 2.3 con puertos DVI-D y

HDMI 1.4

Admite reproduccion 4K Ultra HD (UHD) con puerto HDMI 1.4

7.1 Audio CH HD (Cddec de audio Realtek ALC897)

Admite proteccidn contra sobretensiones

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Admite la funcion Reactivacion de LAN

Admite proteccion contra rayos y descargas electrostaticas (ESD)
Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite PXE

1 x Soporte de antena

1 x puerto de ratén/teclado PS/2

1 x puerto D-Sub

1 x puerto DVI-D

1 x puerto HDMI

2 x Puertos USB 2.0 (admite proteccién contra descargas

electrostaticas)

4 x Puertos USB 3.2 Genl (admite proteccion contra descargas
electrostaticas)

1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE
y LED DE VELOCIDAD)

Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal /
Micréfono
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Almacena- e 4x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatibilidad con RAID
miento (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage
Technology 17), NCQ, AHCI y conexion en caliente
e 1x Zbcalo Ultra M.2 (M2_1) que admite el médulo SATA3 6,0
Gb/s M.2 de tipo 2260/2280 con clave M y el médulo PCI Express
M.2 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)*
* Compatible con la Tecnologia Optane™ de Intel®
* Admite unidad de estado solido de NVMe como disco de arranque
* Admite el Kit U.2 de ASRock

Conector ¢ 1x Base de conexiones de puerto de impresion
¢ 1 x Base de conexiones de puerto COM
e 1x Conector SPI TPM
¢ 1 x cabezal de intrusion de chasis y de altavoces
¢ 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1A (12 W) maxima.
e 1 x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/CPU (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la CPU/bomba de agua admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A
(24 W).
¢ 2 x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP y CHA_FAN2/WP se pueden
detectar automaticamente si se usa el ventilador de 3 o 4 contactos.
¢ 1x conector de alimentacion ATX de 24 contactos
¢ 1x conector de alimentacion de 12V de 8 contactos
¢ 1x Conector de audio en el panel frontal
¢ 2 x Bases de conexiones USB 2.0 (admite 3 puertos USB 2.0)
(Admite proteccién contra descargas electrostaticas)
¢ 2 x base de conexiones USB 3.2 Genl (admite 4 puertos USB 3.2

Genl) (Admite proteccién contra descargas electrostaticas)

Funcién de e BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
la BIOS multilingiie
¢ Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 6.0
e Admite SMBIOS 2.7
e Varios ajustes de voltaje de nucleo y caché de CPU, GT, DRAM,
VPPM, PCH 1,05V, VCCST, VCCSA
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Monitor de o Tacémetro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/
hardware chasis, bomba de agua/CPU, CPU
¢ Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del
ventilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores de
la bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU
¢ Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU
e Deteccion de CARCASA ABIERTA
e Supervision del voltaje: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH, VCCSA, VCCST

SO ¢ Microsoft® Windows® 10 64 bits
Certifica- e FCCyCE
ciones e Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacién

preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking,

A incluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las
herramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad
del sistema e, incluso, danar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacion se debe
realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna
responsabilidad por los posibles dafios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se
coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los

contactos, el puente queda “Abierto”

W W

Short Open

Puente de borrado de Corto: Borrado de CMOS

CMOS Abierto: Predeterminado
Puente de

(CLRMOS1)

2 contactos
(consulte la pag. 1, n° 21)

CLRMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Los datos del CMOS incluyen
informacion de instalacion del sistema como, por ejemplo, la contrasena, la fecha y la

hora del sistema y los parametros de instalacion del sistema. Para borrar y restablecer los
parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador
y desenchufe el cable de alimentacion. A continuacion, utilice una tapa de puente para
acortar los contactos del CLRMOSI durante 3 segundos. Acuérdese de retirar la tapa de
puente después de borrar el CMOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de actualizar
la BIOS, debera arrancar el sistema primero y, a continuacion, debera apagarlo antes de que
realice el borrado del CMOS.

Si borra el CMOS, podrd detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcion del BIOS “Clear
Status” (Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusion anterior del chasis.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores daniard

f Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre

de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del
sistema

(PANELLI de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 12)

HDLED-
HDLED+

Conecte el boton de alimentacion,
el botdn de restablecimiento y el
indicador de estado del sistema
que se encuentran en el chasis a
esta base de conexiones segun las
asignaciones de contactos que se
indica a continuacion. Cercidrese
de cudles son los contactos
positivos y los negativos antes de

conectar los cables.

Conéctelo al botén de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma en

Q PWRBTN (botén de alimentacion):

la que su sistema se apagard mediante el boton de alimentacion.

RESET (botén de restablecimiento):
Conéctelo al boton de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el botén de
restablecimiento para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de

forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S1/S3. El indicador LED se apaga

cuando el sistema se encuentra en estado de

ion $4 o estd

do (S5).

el

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El
indicador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel

frontal consta principalmente de: botén de alimentacion, boton de restablecimiento, indicador
LED de alimentacién, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando conecte
sumodulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones de los
cables y los contactos coinciden correctamente.

Cabezal de intrusion de
chasis y de altavoces
(SPK_CI1 de 7 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 13)

SPEAKER Conecte la intrusion de chasis y
DUMMY )
DUMMY el altavoz del chasis a este cabezal.
+5V |
A
1
|
SIGNAL
GND
DUMMY
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Conectores Serie ATA3
Angulo recto:
(SATA3_0:

consulte la pag. 1, n° 7)
(Superior)

(SATA3_1:

consulte la pag.1, n° 8)
(Inferior)

(SATA3_2:

consulte la pag.1, n° 9)
(Superior)

(SATA3_3:

consulte la pag. 1, n° 10)
(Inferior)

T

SATA3_2 SATA3_0
SATA3_3 SATA3_1

—T

Estos cuatro conectores SATA3
son compatibles con cables de
datos SATA para dispositivos de
almacenamiento interno con una
velocidad de transferencia de
datos de hasta 6,0 Gb/s.

Cabezales USB 2.0
(USB3_4 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 16)

(USB_5 de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 15)

USB_PWR
P-

1
GND

P- P+
USB_PWR

Hay dos bases de conexiones en

esta placa base.

Cabezales USB 3.2 Genl
(USB3_1_2de 19
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 6)

(USB3_5_6de 19
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 17)

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND

GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND

GND IntA_PB_D-

IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Inta_P_D-
IntA_P.
G

Hay dos bases de conexiones en
esta placa base. Cada cabezal
USB 3.2 Genl admite dos
puertos.
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Cabezal de audio del panel O e sencE# Este cabezal se utiliza para
MIC_RET . . .

frontal conectar dispositivos de audio al

(HD_AUDIO1 de 9 panel de audio frontal.

contactos)

(consulte la pag. 1, n° 20)

1. El Audio de Alta Definicién (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de
Q conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA

para que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en
nuestro manual y en el manual del chasis para instalar su sistema.

2. Si utiliza un panel de audio AC’97, coléquelo en el cabezal de audio del panel frontal
siguiendo los pasos que se describen a continuacion:
A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte Ground (Conexién a tierra) (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es
necesario que los conecte en el panel de audio AC’97.
E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en
el panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacién” (Recording Volume).

Conectores del ventilador 4321 Esta placa base proporciona
de la bomba de agua/chasis dos conectores de ventilador
(CHA_FAN1/WP de 4 FAN_SPEED_CONTROL del chasis de refrigeracion
contactos) N VoLTade por agua de 4 pines. Si

GND

(consulte la pag. 1, n° 4) tiene pensando conectar un
ventilador de refrigeracion por

agua del chasis de 3 contactos,
(CHA_FAN2/WP de 4 FAN,VOLTAGE,C?;:?R%EP::& sreen_controL CONéctelo al contacto 1-3.
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 14) T2 54

Conectores para ventilador Esta placa base contiene

FAN_SPEED_CONTROL

dela CPU CPU_FAN_SPEED un conector de ventilador
(CPU_FAN1 de 4 o (ventilador silencioso) de
contactos) CPU de 4 contactos. Si
(consulte la pdg. 1, n° 2) 1234 tiene pensando conectar
un ventilador de CPU de 3
contactos, conéctelo al contacto
1-3.
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Conector del ventilador de
la bomba de agua/CPU
(CPU_FAN2/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 22)

4 3 2 1

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Esta placa base proporciona un
conector de ventilador de CPU
de refrigeracion por agua de 4
contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de
disipador por agua de CPU

de 3 contactos, conéctelo al
contacto 1-3.

Conector de alimentacion
ATX

(ATXPWRI de 24
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 5)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacion ATX
de 24 contactos. Para utilizar
una toma de alimentacion
ATX de 20 contactos, conéctela
en los contactos del 1 al 13.

Conector de alimentacion
ATX de 12V
(ATX12V1 de 8 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 1)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacion
ATX de 12V y 8 contactos.
Para utilizar una toma de
alimentacion ATX de 4
contactos, conéctela en los

contactos del 1 al 5.

*Advertencia: Asegurese de
que el cable de alimentacion
conectado corresponda a
este CPU y no a la tarjeta
grafica. No conecte el cable
de alimentacion PCle a este
conector.

Conector SPI TPM
(SPI_TPM_J1 de 13
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 11)

1

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy

CLK.
SPI_MOSI

RST#
‘TPle'IRQ

OJO[O]OJO]OJO

OOOO?

SPI_TPM_CS#
GND

RSMRST#
SPI_MISO

SPI_CSO
SPI_DQ2

Este conector es compatible
con el sistema SPT Médulo
de Plataforma Segura

(TPM, en inglés), que puede
almacenar de forma segura
claves, certificados digitales,
contrasenas y datos. Un
sistema TPM también ayuda
a aumentar la seguridad en la
red, protege las identidades
digitales y garantiza la
integridad de la plataforma.
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Cabezal de puerto serie
(COML1 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 18)

RRXD1

Este cabezal COM1 admite un
modulo de puerto serie.

Cabezal de puerto de
impresion

(LPT1 de 25 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 19)

Esta es una interfaz parael
cable del puerto de impresién
que permite una cémoda
conexion de dispositivos de

impresion.
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1 BBepeHne

Brrarogapym Bac 3a mpuo6peTeHne Hafie)XHOIT MaTepuHCKoit wiatel ASRock H470M-
HDV/M.2, BblITycKkaeMoil IOJl TOCTOAHHBIM CTPOTUM KOHTposeM kommanuy ASRock. Ora
MaTepUHCKas I/1aTa 06ecIedrBaeT BeMMKO/IEIIHYIO IPOM3BOAMUTEIbHOCTD M OTINYALTCA
HaJIeXXHOI KOHCTPYKIIeil B COOTBETCTBUM ¢ TpebGoBanmsamu komnanun ASRock B

OTHOUIICHNM Ka4eCTBa U TONTOBEYHOCTIL.

Ilo npu%uHe 06HO8IEHUS X{lPaKﬂ’lEPMCmMK cucmemHoli naamvl U nPOZP(ZMMHDZD
obecneuenus BIOS codepicumoe Hacmosiujeii 0oKymeHmau mosxem 6vimo usmereHo 6e3

npedeapumenvrozo yeéedomnenus. IIpu usmereHuu cOOEPHUMO20 HACMOULE20 OOKYMEHMA
e20 06H087IeHHAsA Bepcus Gydem docmynHa Ha eeb-catime ASRock 6e3 npedsapumensHozo
yeedomnerust. ITpu Heo6x00uUMOCMU MeXHUHeCKOU N000ePHKU, C6A3AHHOL C MAMEPUHCKOTL
naamot, nocemume 6e6-caiim u Hatioume Ha Hem UHPOPMAUUIO 0 MOOETIU UCNOTb3YeMOT
samu mamepurckoii naamol. Ha se6-catime ASRock maksie MOKHO Hailmu camblil
nocnedHuii nepeuerv noddepiucusaemolx VGA-kapm u I[I1. Be6-caiim ASRock
http://www.asrock.com.

1.1 KomnnekT noctaBKu

* Marepunckas miara ASRock H470M-HDV/M.2 (dopm-daxrop Micro ATX)
* Kparkoe pykoBopicTBO 1o ycraHoBke ASRock H470M-HDV/M.2

e JTuck ¢ ITO gna ASRock H470M-HDV/M.2

o 2 xabens mepenaun gaHHbIX Serial ATA (SATA) (mprobpeTaroTcst OTHAEIBHO)
e 2 BUHTa A/Is1 CIOTOB M.2 (Ipro6peTanTcst OTAENbHO)

e 1 5KpaH IaHenu C IOpTaMy BBOfIa-BbIBOZIA
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1.2 TexHN4YeCKne XxapakTepucTnKku

Mnatdopma e ®opm-dakrop Micro ATX
e (Cxema Ha OCHOBE TBEP/JOTE/IbHBIX KOH/IEHCATOPOB
un o Tlomepxka nporeccopos 10 moxonenns Intel® Core™ (Socket
1200)

* Digi Power design
e Cucrema nutanus 7
o Iloppepxusaercs rexHosorus Intel® Turbo Boost MAX 3.0

Yuncer e Intel® H470

MNamatb o JIByxkaHanbHasA mamaTh DDR4
e 2rHe3na DDR4 DIMM
o IloppepxuBaroTcs Mogym HeGydepusoBanHoi mamsit DDR4
2933/2800/2666/2400/2133 6es ECC
* IlomonuuTenbHasA nHGoOpMaIys npefcTasieHa B Crycke
coBmectumoit mamATy (Memory Support List ) Ha Be6-caiite
ASRock. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (19/i7) noppepxuBator mamatb DDR4 ¢ wactotToit go 2933;
Core™ (i5/i3), Pentium® 1 Celeron® noggep>kuBarnT namsitb DDR4
C 9aCTOTOI 10 2666.
o Tloppepxka mopymneit mamat ECC UDIMM (pa6ora B pexxume,
otmmarom ot ECC)
e Maxkcumanbhbiii 06vem O3Y: 64 '6
e Tlonmepxusaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
e [losonouennsle (15 MKM) KOHTaKTbI cioToB DIMM

Cnotbi e 1x PCI Express 3.0 x16 ruesp
pacwmpeHus * Ilopiiep>KnBaOTCA B KaueCcTBe 3arpy30uHbIX SSD-aucky Tuma
NVMe

e 2 cnora PCI Express 3.0 x1
e 1 cmor M.2 (xirou E) gyt moggyrst WiFi/BT tuma 2230

paduueckasn e Bcrpoennsiit Bupeoanantep Intel* UHD Graphics u Berxopst
nopgcnmcrema VGA noajep>XuBaroTcs TOIbKO Ipy ucnonbsosanuu LI1 co
BCTPOEHHBIMI IpadpuuecKIMI IPOLIeCCOPAMIL.
o Kopekn c anmaparHbsiM yckopernem Hardware Accelerated
Codecs: AVC/H.264, HEVC/H.265 8 6ut, HEVC/H.265 10 6ur,
VP8, VP9 8 6ut, VP9 10 6ut, MPEG2, MJPEG, VC-1
* VP9 10 6ut 1 VC-1 TOMBKO AJIst fEeKOAVPOBAHNL.
* Kopmposauue VP8 u VP9 e noppepxusaercst OC Windows.
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Ipaduka, Mynbrumenua u Borancienys:: Microsoft DirectX 12,
OpenGL 4.5, BctpoenHble BusyanbHble o7eMeHTsI Intel®, Intel”®
Quick Sync Video, Inbpuanas / nepexnoyaemas rpadpuka,
OpenCL 2.1

OtobpakeHne 1 6€30MacHOCTb coiepxkaHmst: Rec. 2020
(mmpoxkast uBeToBast ramma), Microsoft PlayReady 3.0, 3ammra
conepxanns Intel® SGX, Juck UHD/HDR Blu-ray

Tpu Bupeossixopna: D-Sub, DVI-D n HDMI

TToppepskka pabOTHI C TPeMsl MOHMTOPAMI

Toppepxka HDMI 1.4 ¢ MakcuManbHbIM pasperienneM o 4K x
2K (4096x2160) mpu 30 Iy

HMoppepxusaerca DVI-D ¢ MakcuManbHBIM paspelieHneM Jj0
1920x1200 mpm 60 Iy

ToppepxuBaercs D-Sub ¢ MakcuManbHBIM paspelieHneM 10
1920x1200 mipn 60 Iy

Toppepskusatorcst Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ur/user),
xvYCC n HBR (High Bit Rate Audio) 4epes nopr HDMI 1.4
(tpebyercst coorsercrBytomit HDMI-MonuTOp)

IToppepxka d)yHKuMM HDCP 2.3 yepes noptst DVI-D 1 HDMI
1.4

TMonpepyxka BeBoAa Bupeo ¢ paspeuternem 4K Ultra HD (UHD)
Ha noptr HDMI 1.4

7.1-KaHa/IbHbII 3BYK BBICOKOIT yeTKoCTH (ayamokopek Realtek
ALC897)
3amyra OT IepenajoB HAIPsDKEHNs B 97IEKTPUYECKOIT CeTn

Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6ut/c

Giga PHY Intel® 1219V

TonpepxnBaeTcst mpobysxaenue o JIBC

MonHnesanmTa u 3alUTa OT SMEKTPOCTATUIECKMX PAa3PATOB
Topnepxusaercsa Energy Efficient Ethernet 802.3az
Toppepxusaerca PXE

1 KpOHIITEIH aHTEHHBIX

1 mopT PS/2 pijia MbIN/KIaBUaTyphl

1 mopt D-Sub

1 mopt DVI-D

1 mopr HDMI

2 mopta USB 2.0 (c 3ammTort 0T 97eKTPOCTATIIECKUX
PpaspsmoB)

4 moproB USB 3.2 Genl (c 3aIuToit OT 37IEKTPOCTATHIECKIX
paspsaoB)

1 mopr JIBC RJ-45 ¢ nnpukaropamu («AKTUBHOCTD/
Coenunenne» u «CKOpoCTb»)

Pasbembr HD Audio: munerinbit Bxoy; / ¢pponranpubie AC /
MUKPOOH
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3anomuHawLwme
ycTpoicTBa

Pasbembl

* 4x pazpeMoB SATA3 c mpomyckHoii criocobHocTbI0 6,0 I'6/C,
nopgepskka RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10,
texxomorun Intel Rapid Storage 17), NCQ, AHCI u «ropsigero»
TIOZIK/TIOYEHIS

e 1 cnor Ultra M.2 (M2_1), noanep>xuBaercs Mogynb M.2 SATA3
¢ xmoyoM M Ttuma 2260/2280 ¢ IPOIYCKHOI CIOCOGHOCTHIO
6,0 ['our/c u mopyns M.2 PCI Express 1o Bepcun Gen3 x4
(32 T6ut/c)*

* Tlopgepskka TexHomoruu Intel® OptaneTM

* Ilopiiep>KMBaOTCA B KaueCTBe 3arpy30uHbIX SSD-aycky Tuma
NVMe

* TlonnepxuBaercst kommnekt ASRock U.2

* | KOJIOfKa ITIOPTa IPUHTEpa

¢ 1 konopka COM-nopta

e 1 konoxaka SPI TPM

* 1 Ko/IoAKa ¢ pasbeMaMy JATYMKA BCKPBITUA KOPITyca 1
JIVHAMMKA

* | pasbeM [yIA BEHTIIATOPA oxymakaeHus 1111, 4-KoHTaKTHBII

* PazbeM IpOI[eCCOPHOTO BEHTU/IATOPA IIOAAEPKIBAET
BEHTIWIATOP € HOTpeb/sieMbIM TOKOM He 6oree 1 A (12 Br).

e 1 pas"beM A BeHTI/I[I?{TOpa nim BOI[?{HOI‘/i IIOMIIbI BOJISIHOI'O
oxnaxpenns IIT (4-KOHTaKTHbIIT) (CMapT-peryaaTop CKOpOCTH
BEHTI/IATOPA)

* PasbeM /I IIPOLIECCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTI/IATOPA MIIN
BOJISTHOJ TIOMIIBI TIOfIieP)KMBAET BEHTHU/IATOP C IOTPEO/IAEMBIM
TOKOM He 6oree 2 A (24 Br).

® 2 pasbeMbl JI/IA KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA UM BOJIAHON ITOMIIBI

(4-KOHTaKTHBIN) (CMapT-PEryIATOp CKOPOCTH BEHTHU/IATOPA)
* PazbeM 11 KOpITyca KOPITYCHOIO BEHTH/IATOPA VIV BOJIAHO
TIOMITBI TIOIIePXKMBAET BEHTH/IITOP C OTPEO/IIEMbIM TOKOM He
6omnee 2 A (24 Br).
* IIna pazvemos CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP u CHA_
FAN2/WP aBTOMaTHYeCK! ONpeAenaeTcs TUII TOAK/II0YEHHOTO
BEHTU/IATOPA: 3- MM 4-KOHTAKTHBII.

e 1 paspem muranusa ATX, 24-KOHTaKTHBII

* 1 pasbem nuTaHuA 12 B, 8-KOHTaKTHbIN

* | ayamopasbeM I IlepeHell TaHem

o 2 xonopku USB 2.0 (3 mopra USB 2.0) (c 3amuToit oT
9JIEKTPOCTATUYECKIX Pa3PsLOB)

e 2 xonopka USB 3.2 Genl (4 mopra USB 3.2 Genl) (c samuroit
OT 9/IEKTPOCTATUYECKIX PA3PSIZIOB)
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MapameTpbl
BIOS

KoHTponb
o6opyaoBaHua

OnepaunoHHble
cncTembl

CepTudpukayuma

AMI UEFI Legal BIOS ¢ nopjiep»kKoit MHOTOSI3BI9HOTO
rpaguaeckoro nHTepderica

Tonpnepyxka QyHKIMiT mpobyxaennus no crangapry ACPI 6.0
Topmepxka SMBIOS 2.7

Perynuposka nanpsoxenuit aapa/kam HIT, GT, DRAM, VPPM,
PCH 1,05 B, VCCST, VCCSA

Taxomerp: Bentmarop LIIT; BentinAaTop mmm momma
BOsAHOTO oxnaxenusa 111, BentunAaTrop nny nomma BOfsAHOTO
OXJTaKJIeHNs KOpITyca

Becirymuas pa6oTa (¢ aBTOMaTI4eCKOII pery1npoBKOii
CKOPOCTY BpallleHN: B 3aBUCMMOCTY OT TeMIIepaTyphl
LIII): Bentusrop LIT; BeHTH/IATOp MM IIOMITA BOZSTHOTO
oxnaxzaenn LIT; BeATunATOp May nomia BofiAHOTo
OXTTXKTIeHNs KOPITyca

Perynuposka ckopocTtu Bpautenns: Bentunarop LIIT;
BenTunaTop wy nomia BopAgHoro oxaaxaenus LIT;
BenTtuisaTop mmm omiia BOASHOTO OX/TaXKeHMsI KOpITyca
JlaT4mK BCKPHITHA KOPITyca

KonTtponp Hanpsoxermit: +12 B, +5 B, +3,3 B, Hanpsokenne
appa LTI, DRAM, VPPM, PCH, VCCSA, VCCST

Microsoft® Windows® 10 (64-paspsisas)

EC@YCE
CosmectumocTb ¢ ErP/EuP (Heo6xomum 610K IMTaHu,
cooTBeTcTBYyOmMIt cranaapry ErP/EuP)

* C dononnumenvHotl undopmaueii 06 u3enuu MoKHO 03HAKOMUMBCA HA 8e0-catime: http://www.asrock.com

npumenerue mexronoeuu Untied Overclocking u ucnonv3oeanue uHcmpymenmos paseona

: Credyem yuumoleéamy, 4mo paseox npoyeccopa, 6Kkmo4as usmenenue Hacmpoex BIOS,

He3ABUCUMbLX NPOU3B00UMenetl, CONpsiscer ¢ onpedeneHHbiM puckom. Paszon npoueccopa

MOKHCerm CHU3UMb CMABUNLHOCb CUCTeMbL UL 0atce npusecmu K ﬂOBPle(aEHM’O ee

KOMNOHEeHMos8 u ycmpoﬂcme. Paseon npou,eccopa 0Cyu4ecmesnisemcs noiv3osarmenem

Ha CO6CmBL’HHbH:lPMCK u 3a cobcmaerblil cuem. Mol He Hecem 0meemcmeeHHocmy 3a

603MONCHbLIL Yu4epO, 6bI36aHHDLLL PAS20HOM NPOLECCOpa.
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1.3 YcTaHOBKa nepembluek

YcraHoBKa IIEpEMbBIYEK ITOKa3aHa Ha PUCYHKE. HPI/I YCTaHOBKE II€PpEMBIYKI-KOIITa9Ka
Ha KOHTAKTBI IIEPEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmu II€peMbIYKa-KO/INA4Y0K Ha KOHTAKTBI HE

YCTaHOB/IEHA, TIepEMbIYKa «Pa3OMKHYTa».

W W

Short Open
ITepembryxa copoca 3amkHyTa: COHpOC HACTPOEK
HacTpoek CMOS CMOS
2-KOHTaKTHas
(CLRMOSI) PasomkuyTa: ITo ymonyanuio
HepeMbIuKa

(cm. cTp. 1, Ne 21)

CLRMOSI nucnionbayetcs g yganenns gfaaapix CMOS. B mamartu CMOS copepskatcs
TaKNe JaHHbIC O HaCTpOI/uIKe CUCTEMBI, KaK CUCTEeMHBIN I1aposb, faTa, BpeMa 1
napaMeTphbl HACTPOIKM cucTeMbl. UTOOBI COPOCUTD U OOHYINTD TAPAMeTPhl CCTEMbI
Ha HaCTpOI‘/JIKI/I o YMOJ'I‘-IaHI/IIO, BBIK/TIOYNTE KOMIIPIOTED U M3BJIEKUTE BI/IIIKY "3 PO3ETKU,
a 3aTeM KOJINAYKOBOJI IIepeMbIYKOil 3aMKHITe KOHTaKThl Ha CLRMOSI Ha 3 cekyH/IBI.
ITocrne copoca HacTpoek CMOS He 3a6yzibTe CHATD KOITAYKOBYIO epeMbIuKy. [1pn
HeobxopmMocTy copocutb HacTporiku CMOS cpasy mocne o6Hosnenus BIOS chavarna

Iepe3arpysure CICTEMY, a 3aTeM BBIK/TIOUITE KOMIIBIOTED Hepefi cOpocoM HaCTpoeK
CMOS.

Cépoc nacmpoek CMOS moxem npusecmu k onpedesieHuo 6cKpuimuio kopnyca. Ymo6ot
06HYAUMb 3aNUCH NPEObIOYU4e20 ONpedeseHs 6CKPbIMUA KOPNYCd, UCNOb3yiime napamemp
Clear Status (O6Hynumv cocmosnue) BIOS.
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1.4 Konoakmun Pa3beMbl, PaCNONOXKEHHbIE Ha CUCTEMHON

nnare

A

Komopka cucreMHOIM

TIaHenmn

(9-xonraktHas, PANELI)

Pacnonoxcennvle Ha cucmemHoil niame KonooKu u pasvemol HE sensiomcs nepemvl4Kamul.
HEycmuHaBﬂuBaﬁme HA MU KOZIOOKU upa%embt nepembmku-icu/mauxu. Yemanoexa
nepemvl4eK-K0nnaukos Ha Imu KONOOKU U pa3veMbl MOJHcEM 8bl36aMy HEYCMPaHumoe
noepembeuue CUCEMHOTL NAAMb.

[Topkmi0uNTE PaCcTIONOKEHHDIE
Ha KOPITyce KHOMKY IMTaHMuA,
KHOTIKY HIepe3arpy3ku 1

(em. cTp. 1,Ne 12) 1 VIHIMKATOP COCTOSHMA CUCTEMbI
K 9TOI1 KOJIOJIKE B COOTBETCTBUM
HDLED-
DL EDY C Ha3HavY€eHeM KOHTAKTOB,

npuBeileHHbIM HKe. [lepern
TIOJK/TI0UEHEM Kabereit
onpesieNnnTe MONMOXKUTETbHBIN 1

0TpmuaTeanbu71 KOHTAKTBI.

PWRBTN (xnonka numanus):
TlooxnioueHue KHONKU NUMAHUs, PACNONIONEHHOIL HA nepedHetl nanenu kopnyca. Moo
HACMPOUMb Cnoco6 BvIKIIOHEHUS CUCHEMbL NPU HAKAM UL KHONKU NUMAHUA.

RESET (xnonka c6poca):

ITlookniouerue KHONKu c6poca, pacnosioieHHoll Ha nepedreil nanenu kopnyca. Haxmume
KHONKY cOpoca, 4mo6bL nepe3anycmumo KOMnvlOmep, eciu OH 3asUC U HOPMATbHbLIL
nepesanyck He8o3momuceH.

PLED (c 0 i UHOUKAMop cucmembt):

IlooknioueHe UHOUKAMOPA COCOSHUS, PACNOTIONEHHO20 HA NepedHeil naHenu Kopnyca.
Ceemoduodnvlil uHouKamop eopum, ko20a cucmema pabomaem. Kozda cucmema
Haxooumcs 8 pesxcume oxcudanus S1/83, ceemoouod muzaem. Kozda cucmema naxoOumcs e
pexcume oxcudanust S4 unu vikrouena (S5), c8emoouod He zopum.

HDLED (ceemoduodnutii unouxamop pabomot #ecmxozo 0ucka):

ook ntouerue c6emoou00H020 UHOUKAMOPA PAGOMbL HeCMK020 OUCKA, PACNOTIONEHHOZ0 Ha
nepeoreti narenu. CeemoouoOHblii UHOUKAMOP 20pUM, K020@ HeCIMKUil OUCK 6bINONHSEM.
CUUMbIBANUE UL 3aNUCD OAHHDIX.

Tlepednss nanenv mosxcem Gvimp pasHoti Ha pasHuix kopnycax. Ha nepedneii nanenu
PACNONONEHDL KHONKA NUMAHUS, KHONKA NEPe3anyckd, UHOUKAMOop NumMAanus, uHOUKamop
pabomut secmkozo oucka, ouramux u m.o. IIpu nodkmioueHuy nepedreil naxen K amoii
K07100Ke NoOK/I0UALime NPO600A K COOMEEMCIMEYIOUUM KOHMAKMAM.

Konopka ¢ pazpemamn SPEAKER [IpepHasHaveHa st
DUMMY
JaTYMKa BCKPBITUS DUMMY | MOIK/TIOYEH VS JaTYMKA
KOpITyca U JUHAMUKA | BCKPBITHsI KOPITYca ¥ KOPITYCHOTO
(7-xonrakrtHbit, SPK_CI1) , JIVHAMMKA.
(cm. cTp. 1, Ne 13) T |
SIGNAL
GND
DUMMY
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Pasbembr Serial ATA3
[Ipasbp1it yron:

(SATA3_0:

cm. crp.1,Ne 7) (BepxHmit)
(SATA3_1:

oM. ctp. 1, Ne 8) (Hyoxumin)
(SATA3_2:

oM. cTp. 1, Ne 9) (Bepxumit)
(SATA3_3:

cm. crp.1,Ne 10) (Hyoxwwmit)

[l
[0

SATA3_2 SATA3_0

SATA3_3 SATA3_1

OTu yeThIpe pazbeMa

SATA3 npenHasHayeHbI /1
nopkaouenns kabeneit SATA
BHYTPEHHIX 3aIIOMMHAIOMINX
YCTPOJCTB [IA Tiepefadn JaHHBIX
€O CKOPOCTHIO 10 6,0 ['6ut/C.

Komnogxu USB 2.0
(9-xonrakrtHast, USB3_4)
(em. cTp. 1, Ne 16)

USB_PWR
P-

Ha marepunckoii ate umeercs
1B€ KOTIOIKM.

P-
USB_PWR
(4-xonrakrtHast, USB_5) !
0
(em. cTp. 1, Ne 15) 1) e
USB_PWR
Komnogku USB 3.2 Genl Vous Ha marepuHckoit niate umeeTcs
Vbus. IntA_PB_SSRX-
(19-KoHTaKTHas, IntA_PA_SSRX- ma ps_ssr:  1Be KONMOKM. Kaxkmas komomka
IntA_PA_SSRX+ GND
USB3_1_2) oND IntA_PB_SSTX- USB 3.2 Genl noppiep>xmnBaeT
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
(em. cTp. 1, Ne 6) IntA_PA_SSTX+ oND 7iBa TIOpTa.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

(19-KOoHTaKTHas,

IntA_P_D+

T -
o
USB3_5_6) jliatn
(em. crp. 1, Ne 17) R e
=
OJO]S]O]O!
] [®l(=] () (o] [e)
Vous
Inia . SSR-
IntA_P_SSRX+
ohd
Inta_p.SSTx-
IntA_P_SSTX+
o
Inta_r -
D IntA_P_D+
Ay/IMOKO/IO/IKa IepeiHeit N resence# OTa KO/IOAKa IpeJIHa3HAYeHa IS
MIC_RET .
TTaHesm "ouueer HOK/TIOYEHNS ayAUOYCTPONCTB K
(9-xonTakToB, HD_ ST 0 TiepefiHert ayInoIaHes.
AUDIOL1) 1 o) c‘p o
ouT2 L
(em. cTp. 1, Ne 20) ‘ J_SENSE
OouT2 R
MIC2_R
MIC2 L
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1. Ayduocucmema 6b1c0k020 paspeutenus noddepucusaem GyHKUUI0O pacnosHAaHU pasvema,
HO 07151 € NPasUNLHOU PaboMbvl He06X00UMO, 4MOobbL NPOBOJ NaHenU KOPNYCa no00epIUsan
nepedawy cueranos HDA. VIncmpyKuuu no ycmanoske cucmembl cM. 8 3mMom pyKoeoocmee
u pyKogodcmee Ha KOPNYyc.

2. Ilpu ucnonvsosanuu ayouonanenu AC’97 nodkmouume ee K ayouokonodke nepeoHe

nauenu, Kax yKasao danee:

A. Iookmouume Mic_IN (MIC) xk MIC2_L.

B. ITooknwouume Audio_R (RIN) k OUT2_R, Audio_L (LIN) xk OUT2_L.

C. ITooxmouume nposood 3asemnenus (GND) k konmaxmy 3azemnenuss (GND).

D. Konmaxmot MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yomcs monvKo 075 ayOuonaHesnu 6vicoKo2o
paspewenus. [Ipu ucnonvsosanuu ayouonanenu AC’97 ux nodkno4amo He HyxHo.

E. Ymobvr akmusuposamv nepedHuti muxpodon, nepeiidume na exknaoxy FrontMic nanenu
ynpaenenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume (Ipomkocmv 3anucu).

4321

Pazbembr 1A BEHTWIATOPpA
VIJTN TIOMIIBI BOIIATHOTO

OXJIQXKJIEHMA KopIryca FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED

(4-konTakTHbIT CHA_ FAN_VOLTAGE

FAN1/WP) GND

(cm. cTp. 1,Ne 4)

FAN_SPEED
(4-xonrakTHbi CHA_ FAN_VOLTAGE_CONTROL

ND
FAN2/WP)

(cm. cTp. 1,Ne 14)

1.2 3 4

FAN_SPEED_CONTROL

JlanHas MaTepUHCKasd

I/IaTa OCHAIIeHa JBYMS
4-KOHTaKTHBIMU pa3beMaMu
TS CUCTEMbI BOJSHOTO
OXJTAXK/IEHNSI KOPITyCa.
3-KOHTAKTHYIO CUCTEMY
BOJIAHOTO OX/IXK/IEHM S
KOpITyca CefiyeT IOIK/II0YaTh
K KOHTaKTam 1-3.

PasbeMbl BEHTUIATOPOB
FAN_SPEED_CONTROL
HIt CPU_FAN_SPEED
(4 xonrakra, CPU_FAN1) vt
(cm. cTp. 1,Ne 2)

1234

OTa MaTepUHCKas IjIaTa
cHab)KeHa 4-KOHTAKTHBIM
Pas3beMOM JI/1A Ma/IONIYMAIIETO
BenTunAropa HII. Eciy Bbr
cobmpaeTech MOAKIIOYNTD
3-KOHTAKTHBIN BEHTUIATOP
OXJTa)KJIeHM s TTPOLeccopa,
MOJK/TI0YAliTe €0 K KOHTaKTaM
1-3.

PasbeM Ui BEHTUIATOPA A —
WJIU TIOMTIBI BOJITHOTO
GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

oxnaxgenus 1IT
(4-xonrakTHbii CPU_
FAN2/WP)

(cm. cTp. 1,Ne 22)

JlanHas MaTepuHCKas 11aTa
OCHalleHa 4-KOHTaKTHBIM
Ppas3beMoM JIJIA CUCTeMbI
BopsiHOrO oxnmaxkaenums 1T1.
3-KOHTAKTHYIO CUCTEMY
BOZSTHOTO OXJTQXKIEHUS

HIT cnepyet moaxmo4aTh K
KOHTaKTam 1-3.
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Pazwvem mutanus ATX 12
(24-xonrakra, ATXPWRI)
(em. ctp. 1, Ne 5)

OTa MaTepMHCKas Iata
OCHaleHa 24-KOHTaKTHBIM
pasbemoM nutanus ATX.
YT06BI HCIIONIB30BATD
20-KOHTaKTHbIN pasbeM
mutanusa ATX, mogkmrounre

ero BJj0/Ib KOHTaKTa 1 1
KOHTaKTa 13.

Pasbem nutanus ATX 12 B 8 — ° OTa MaTepMHCKas IIaTa
(8-xonTakTOB, ATX12V1) Uy cHab)keHa 8-KOHTAKTHBIM
(em. cTp. 1, Ne 1) O]

paszbemoM mutanusa ATX

12 B. Yr0o6bI nCrionbp3oBaTh
4-KOHTAKTHBII1 pasbeM
mutanua ATX, nopkiarounre
€ro BJIO/Ib KOHTaKTa 1 n
KOHTAKTa 5.

*Buumanne! Yoequrecs,
YTO MOJK/IIYEHHDIIT Kabenb
NIUTaHVS MPeJHA3HAYEH I
ITI, a He A1 BUIEOKAPTHI.
He nopxnrouvaiite kabenb
mutanusa PCle k sTomy

pasbemy.
xonozika SPI TPM SpLoas Jror pasbeM obecriednBaeT
(13-xonTakTHas, SPI_ D“T;TZSPI vos! TIOZIfIePKKY cucTeMbl SPI
TPM_J1) ‘ R‘STT,’,‘M fira Trusted Platform Module

o
(cm. cp. 1, Ne 11) o[o[O[O[O[o]o (TPM), xoTopast cioco6Ha
i (e)[e](e)(e](e](e)
‘ snl=| out Cs# 00ecreynTh HaJIeKHOe
e XpaHeHue Kiodeit, 1ndppoBbIx
srics . cepTuuKaTOB, IAPONEN 1

SPI_DQ2
mauubix. Cuctema TPM takoke

TIOBBILIAET YPOBEHD CETEBOI
6e30I1acHOCTH, 3alMIIAeT
11bpoBble HAEHTUHUKATOPBI
1 obecrieynBaeT LeNOCTHOCTD
11aTOPMBIL.
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Konogka
[I0CTIE[OBATENBHOTO [IOPTa
(9-xonraktHass, COM1)
(cm. cTp. 1, Ne 18)

Komogka COM1
[IOfiePXKMBAET HOAK/IIOUEeHIIe
MOJI/IA IIOC/IEJOBATENbHOTO
nopra.

Konopnxa nmopra npuxrepa
(25-xonTtakTHas, LPT1)
(em. ctp. 1, Ne 19)

910 — unTepdeiic pusa
HOAK/IIOYeHNs Kabest mopra
HpMHTEPA, 06eCIeYNBaOIIIl
yno6HOe OAK/II0YeH e
YCTPOJICTB Tevar.



H470M-HDV/M.2

1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa made ASRock H470M-HDV/M.2, uma confiavel placa mae
ASRock produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal
oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o

compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

Como as especificagdes da placa-mde e do software do BIOS podem ser atualizadas, o
Q contetido desta documentagdo estard sujeito a alteragdes sem aviso prévio. Caso ocorram
modificagdes a esta documentagao, a versao atualizada estard disponivel no site da ASRock
sem aviso prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite
0 nosso site para obter informagoes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé
também poderd encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da

ASRock. Site da ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

e Placa-méae ASRock H470M-HDV/M.2 (Micro ATX Form Factor)
¢ Guia de Instalagdo Rapida ASRock H470M-HDV/M.2

e CD de Suporte do ASRock H470M-HDV/M.2

e 2 x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

e 2 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)

e 1x Painel de E/S
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1.2 Especificagoes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

Slot de
expansao

Graficos

* Micro ATX Form Factor
e Design de condensador solido

e Suporta 10" Gerado de Processadores Intel® Core™ (Soquete 1200)
¢ Digi Power design

¢ Design com 7 fases de alimentagao

¢ Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost MAX 3.0

e Intel® H470

e Tecnologia de meméria DDR4 de dois canais
e 2 x Slots DIMM DDR4
e Suporta memoria DDR4 2933/2800/2666/2400/2133, nao ECC,
sem memoria intermédia
* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memdria no site da ASRock
para obter mais informagao. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (19/17) suporta DDR4 2933 por overclocking; Core™ (i5/i3),
Pentium® e Celeron® suporta DDR4 2666 por overclocking.
o Suporta mddulos de memdria ECC UDIMM (opera em modo
nao-ECC)
e Capacidade maxima da memoria do sistema: 64GB
¢ Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel®
¢ Contato em Ouro 15y nos slots DIMM

¢ 1xslots PCI Express 3.0 x16
* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao
e 2 x Slots PCI Express 3.0 x1
e 1 xsoquete M.2 (Chave E), suporta Modulo tipo 2230 WiFi/BT

* Os graficos incorporados Intel® UHD e as saidas VGA s6 podem
ser suportados com processadores com GPU integrada.

e Codecs Acelerados de Hardware: AVC/H.264, HEVC/H.265 8bit,
HEVC/H.265 10bit, VP8, VP9 8bit, VP9 10bit, MPEG 2, MJPEG,
VC-1

* VP9 10bit e VC-1 sdo apenas para decodificagao.
* Codificagao VP8 e VP9 ndo sdo suportados pelo SO Windows.
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Audio

LAN

E/S do

painel
posterior

Gréficos, Midia e Computador: Microsoft DirectX 12, OpenGL
4.5, Intel® Built In Visuals, Intel” Quick Sync Video, Hybrid /
Switchable Graphics, OpenCL 2.1

Visualizagao e Seguranga do Contetido: Rec. 2020 (Wide Color
Gamut), Microsoft PlayReady 3.0, Prote¢do Contetido SGX Intel®,
Disco Blu-ray UHD/HDR

Trés opgoes de saida de graficos: D-Sub, DVI-D e HDMI

Suporta configuragao com trés monitores

Suporta HDMI 1.4 com resolu¢ao max. até 4K x 2K (4096x2160) @
30Hz

Suporta DVI-D com resolugdo maxima de até 1920x1200 @ 60Hz
Suporta D-Sub com resolugio méxima de até 1920x1200 @ 60Hz
Suporta Auto sincronizagio labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e
HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI 1.4 (E necessario
um monitor compativel com HDMI)

Suporta HDCP 2.3 com Portas DVI-D e HDMI 1.4

Suporta reprodugao HD Ultra (UHD) 4K com Porta HDMI 1.4

Audio 7.1 CH HD com protecio de contetido (Codec de dudio
Realtek ALC897)

Suporta Prote¢do de Sobretensao

LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte a Protegdo de Relampago/ESD
Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
Suporta PXE

1 Suporte de Antena

1 x Porta PS/2 para mouse/teclado

1 x Porta D-Sub

1 x Porta DVI-D

1 x Porta HDMI

2 x Portas USB 2.0 (Suporta Protecao ESD)

4 x Portas USB 3.2 Genl (Suporta Prote¢ao ESD)

1 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)

Fichas de 4udio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /

Microfone
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Armazena-
mento

Conector

Fungbes da
BIOS

e 4x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporte RAID (RAID 0, RAID 1,
RAID 5, RAID 10, Tecnologia de Armazenamento Rapido Intel®
17), NCQ, AHCI e Conexao a Quente

* Ixsoquete M.2 Ultra (M2_1), suporta chave M tipo 2260/2280
modulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s e médulo M.2 PCI Express até Gen3
x4 (32 Gb/s) *

* Suporta tecnologia Intel” Optane™
* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializacao
* Suporta Kit U.2 ASRock

¢ 1x Suporte Porta Impressao
e 1x Suporte porta COM
¢ 1 x Plataforma SPI TPM
¢ 1x Intrusao do Chassi e Cabecote de Autofalante
¢ 1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de
alimenta¢do maxima 1A do ventilador (12W).
e 1 x Conector de Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua
(4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A maximo (24W) poténcia do
ventilador.
e 2x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia do
ventilador.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP e CHA_FAN2/WP podem
detectar automaticamente se ventoinha de 3 pinos ou 4 pinos estd em
uso.
¢ 1 x Conector alimenta¢io ATX 24 pinos
¢ 1x Conector de energia 8-pinos 12V
¢ 1 x Conector de dudio do painel frontal
¢ 2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 3 portas USB 2.0) (Suporta
Protegao ESD)
¢ 2 x Plataforma USB 3.2 Gen1 (Suporta 4 portas USB 3.2 Genl)
(Suporta Protegao ESD)

e AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI

e ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar

¢ Suporte SMBIOS 2.7

e Multi ajuste de tensdo de CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM,
PCH 1,05V, VCCST, VCCSA



Monitor de .
hardware

SO

Certificacoes °

H470M-HDV/M.2

Tacometro da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de 4gua, Chassis/
Ventoinhas da bomba de dgua

Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): CPU, CPU/Bomba de 4gua,
Chassis/Ventoinhas da bomba de dgua

Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de
agua, Chassis/Ventoinhas da bomba de dgua

Detecgao de ABERTURA da CAIXA

Monitoramento da tensdo: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH, VCCSA, VCCST

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE
Preparada para ErP/EuP (é necessria uma fonte de alimentagdo
preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagdes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

A

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste
das definicoes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagao de
ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do

sistema ou mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser

realizado por sua conta e risco. Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo

overclocking.
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sao configurados. Quando a tampa do jumper
é colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se nao for colocada uma tampa de jumper nos

pinos, o jumper é "Aberto".

W W

Short Open
Apagar o Jumper CMOS Curto: Apagar CMOS
(CLRMOS1) Abrir: Padrao

Jumper de 2 pinos
(ver p.1, N.° 21) P P

CLRMOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Os dados no CMOS incluem
informagoes de configuragao do sistema, tal como senha do sistema, data, hora e
parametros de configuragio do sistema. Para apagar e reinicializar os parametros do sistema
na configuragao padrao, desligue o computador e retire o cabo de alimentagao, utilizando
em seguida a tampa do jumper nos pinos de CLRMOSI durante 3 segundos. Por favor,

ndo se esquega de retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS. Se vocé precisar
apagar o CMOS logo ap6s ter terminado uma atualizagao da BIOS, deverd primeiro iniciar
o sistema e voltar a encerrd-lo antes de apagar o CMOS.

Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a opgio do BIOS
"Limpar estado” para limpar o registo anterior de estado de intrusdo no chassis.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre
estes terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird

causar danos permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de Ligue o botao de alimentagao,

sistema o botao de reinicializa¢ao e o
(PAINELI1 de 9 pinos)

(ver p.1,N.212)

indicador do estado do sistema
no chassi deste suporte, de acordo

com a descri¢ao abaixo. Observe

HDLED-
HDLED+ 0s pinos positivos e negativos

antes de conectar os cabos.

Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para
desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

Q PWRBTN (Botio de alimentagdo):

RESET (Botdo de reinicializagdo):
Conecte o botdo de reinicializacdo no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de
reinicializagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagio do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagdo no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspensdo S1/83. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de

suspensio S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentagao, um botdo de reinicializacdo, um LED de
alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu médulo
de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos correspondem de
forma correta.

Intrusdo do Chassi e SPEAKER Conecte a instrusdo do chassi
DUMMY
Cabegote de Autofalante DUMMY | e autofalante do chassi a este
+5V
(SPK_CI!1 de 7 pinos) v 55 cabegote.
(ver p.1,N.°13) 1
|
SIGNAL |
GND
DUMMY
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Conectores série ATA3
Angulo reto:

(SATA3_0:

ver p.1, N.° 7) (superior)
(SATA3_1:

ver p.1, N.° 8) (inferior)
(SATA3_2:

ver p.1, N.° 9) (superior)
(SATA3_3:

ver p.1, N.° 10) (inferior)

[l
[l

SATA3_3 SATA3_1

SATA3_2 SATA3_0

Estes quatro conectores SATA3
suportam cabos de dados
SATA para dispositivos de
armazenamento interno com
uma taxa de transferéncia de
dados de até 6,0 Gb/s.

Plataformas USB 2.0
(USB3_4 de 9 pinos)
(ver p.1, N.° 16)

(USB_5 de 4 pinos)

USB_PWR
P-

Ha dois cabecotes nesta placa-

mae.

(ver p.1, N.° 15) b py SN
USB_PWR
Plataformas USB 3.2 Genl " M Ha dois cabegotes nesta placa-
(USB3_1_2 de 19 pinos) IniA_PA_SSRX- mapesse mge. Cada suporte USB 3.2 Genl
Inth_PA_SSRX+ s
o GND IntA_PB_SSTX-
(ver p.1,N.2 6) o se gt pode suportar duas portas.
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

(USB3_5_6 de 19 pinos)
(ver p.1,N.217)

IntA_P_D+
IniA_P_D-

GND
IntA_P_SSTX+
InfA_P_SSTX-
D
IntA_P_SSRX+

IntA_P_SSRX-
Vbus

O
1‘ ofofo

[ Vous
N
PN
8

GN
IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
ND

IntA_P_D-
[bIntAP D+

Suporte de audio do painel
frontal

(HD_AUDIOL1 de 9 pinos)
(ver p.1, N.° 20)

ND
PRESENCE#
MIC_RET

OUT_RET

Este suporte destina-se a conexao
dos dispositivos de dudio no
painel de dudio frontal.
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1. O Audio de alta definicdo suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi deverd
suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugoes no nosso manual e

no manual do chassi para instalar o seu sistema.

2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal de

acordo com os passos abaixo:
A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte 0 Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte a ligagao Terra (GND) a Terra (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé ndo precisa

ligd-los ao painel de dudio AC’97.

E. Para ativar o microfone frontal, v a guia “Microfone Frontal” no painel de controle

Realtek e ajuste o “Volume de gravagao”.

4321

Chassis / Conectores da

ventoinha de bomba de 4gua
(CHA_FAN1/WP de 4 pinos)
(ver p.1,N.c 4)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

(CHA_FAN2/WP de 4 pinos)
(ver p.1,N.2 14)

FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE_CONTROL

GND FAN_SPEED_CONTROL

1.2 3 4

Esta placa mée fornece
conectores de ventilador do
chassis de refrigeracdo a dgua
de 4 pinos. Se vocé pretende
conectar um ventilador

de refrigeragdo a dgua de
chassis de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.

Conectores de ventilador da FAN_SPEED_CONIROL

CPU CPU_FAN_SPEED
+12v
(CPU_FANI1 de 4 pinos) GND

(ver p.1,N.22)
1234

Esta placa mae inclui um
conector de ventilador da
CPU (Ventilador silencioso)
de 4 pinos. Se vocé pretende
conectar um ventilador da
CPU de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.

Conector da ventoinha de L

bomba de dgua/CPU
(CPU_FAN2/WP de 4 pinos)
(ver p.1, N.2 22)

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Esta placa mae inclui um
conector de ventilador da
CPU de refrigeragao a agua
de 4 pinos. Se vocé pretende
conectar um ventilador

de refrigeragdo a dgua da
CPU de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.
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Conector de alimentagao
ATX

(ATXPWRI de 24 pinos)
(ver p.1,N.° 5)

Esta placa-mée inclui um
conector de alimentagdo
ATX de 24 pinos. Para
utilizar uma fonte de
alimentagio ATX de 20
pinos, introduza-a no Pino 1
e Pino 13.

Conector de alimentagao de
12V ATX

(ATX12V1 de 8 pinos)

(ver p.1,N.o 1)

Esta placa-mae inclui um
conector de alimentacio
de 12V ATX de 8 pinos.
Para utilizar uma fonte de
alimentagao ATX de 4 pinos,
introduza-ano Pino 1 e
Pino 5.

*Aviso: Certifique-se que
o cabo de for¢a conectado
¢é para o CPU e nao paraa
placa grafica. Nao ligue o
cabo de for¢a PCle a este

conector.

Plataforma SPI TPM
(SPI_TPM_J1 de 13 pinos)
(ver p.1, N.o 11)

1

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy
CLK
SPI_MOSI
RST#
‘TFIM,P\RQ

OlO[O[O]O

[e][e)
[e][e][e][e][e][e)

T
‘ SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
PI_DQ2

Este conector suporta um
sistema com SPI Médulo de
Plataforma Confidvel (TPM),
que pode armazenar com
seguranga chaves, certificados
digitais, senhas e dados. Um
sistema TPM também ajuda
a melhorar a seguranga de
rede, a proteger identidades
digitais e a garantir a
integridade da plataforma.

Suporte da porta serial
(COML1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.2 18)

RRXD1

Este suporte COMI1 recebe
um moédulo da porta serial.
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Suporte Porta Impressao
(LPT1 de 25 pinos)
(ver p.1,N.219)

Esta ¢ uma interface para o
cabo da porta de impressao
que permite uma conexao
conveniente dos dispositivos
da impressora.
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1 Wprowadzenie

Dzigkujemy za zakupienie plyty glownej ASRock H470M-HDV/M.2, niezawodnej plyty
gléwnej produkowanej z konsekwentnie wykonywana przez firme ASRock, rygorystyczng
kontrolg jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidng konstrukcje,

spelniajaca zobowigzanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o wysokiej jakosci i

wytrzymatosci.
Poniewaz specyfikacje plyty glownej i oprogramowanie BIOS mogg zosta¢ zaktualizowane,
zawartos¢ tej dokumentacji moze zostaé zmieniona bez powiadomienia. W przypadku

jakichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostepna na stronie
internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wymagana jest pomoc techniczna

w odniesieniu do tej plyty gtownej, nalezy odwiedzic strong internetowg w celu uzyskania
specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, mozna takze
pobra liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa ASRock

http://www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

* Plyta gléwna ASRock H470M-HDV/M.2 (Wspotczynnik ksztattu Micro ATX)
e Skrécona instrukeja instalacji ASRock H470M-HDV/M.2

¢ Pomocnicza ptyta CD ASRock H470M-HDV/M.2

¢ 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

e 2 x$ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)

¢ 1 x ostona panelu Wejécia/Wyjscia
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1.2 Specyfikacje

Platforma e Wspolczynnik ksztaltu Micro ATX
¢ Konstrukcja kondensatorami statymi

CPU o Obsluga 10 Gen procesoréw Intel® Core™ (Socket 1200)
¢ Digi Power design
¢ Sekcja zasilania 7 Power Phase Design
¢ Obstuga technologii Intel® Turbo Boost MAX 3.0

Chipset ¢ Intel® H470

Pamiec ¢ Technologia pamieci Dual Channel DDR4
¢ 2x gniazda DDR4 DIMM
* Obstuga pamieci DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 non-ECC,
pamie¢ niebuforowana
* Sprawdz liste obstugiwanej pamigci na stronie internetowej ASRock
w celu uzyskania dalszych informacji. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (19/i7) obstuguje DDR4 do 2933; Core™ (i5/i3), Pentium® i
Celeron® obstuguje DDR4 do 2666.
* Obstuga modutéw pamieci ECC UDIMM (dziatanie w trybie
non-ECC)
* Maks. wielkos¢ pamieci systemowej: 64GB
* Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
* 15y pozlacane styki w gniazdach DIMM

Gniazdo ¢ 1x gniazdo PCI Express 3.0 x16
rozszerzenia * Obsluga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych
¢ 2 x gniazda PCI Express 3.0 x1
¢ 1x gniazdo M.2 (Key E), z obstuga modutu WiFi/BT typu 2230

Grafika ¢ Whbudowana grafika Intel® UHD i wyjscia VGA sg obstugiwane

wylacznie z procesorami, ktore majg zintegrowane GPU.

* Sprzetowo przyspieszane kodeki: AVC/H.264, HEVC/H.265
8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit, MPEG2,
MJPEG, VC-1

* VP9 10bit i VC-1 stuza wylacznie do dekodowania.

* VP8 i VP9 kodowania nie s3 obslugiwane przez system operacyjny

Windows.
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Audio

LAN

Tylny panel
Wejscia/
Wyjscia

Grafika, Media i komputery: Microsoft DirectX 12, OpenGL

4.5, Intel® Built In Visuals, Intel” Quick Sync Video, Hybrid /
Switchable Graphics, OpenCL 2.1

Bezpieczenstwo wyswietlania i tresci: Rec. 2020 (Wide Color
Gamut), Microsoft PlayReady 3.0, Intel® SGX Content Protection,
UHD/HDR Blu-ray Disc

Opgje trzech wyjs¢ graficznych: D-Sub, DVI-D i HDMI

Obstuga trzech monitoréw

Obstuga HDMI 1.4 z maks. rozdzielczoscia do 4K x 2K
(4096x2160) przy 30Hz

Obstuga DVI-D z maks. rozdzielczo$cig do 1920x1200 przy 60Hz
Obstuga D-Sub z maks. rozdzielczo$cig do 1920x1200 przy 60Hz
Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR
(High Bit Rate Audio) z portami HDMI 1.4 (Wymagany monitor
zgodny z HDMI)

Obstuga HDCP 2.3 z portami DVI-D i HDMI 1.4

Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portem HDMI 1.4

Dzwiek HD 7.1 CH (kodek audio Realtek ALC897)
Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi/
ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga PXE

1 x Wspornik anteny

1 x port myszy/klawiatury PS/2

1 x port D-Sub

1x port DVI-D

1 x port HDMI

2 x porty USB 2.0 (Obstuga zabezpieczenia ESD)

4 x porty USB 3.2 Gen1 (Obstuga zabezpieczenia ESD)

1 x port LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)
Gniazda audio HD: Wejécie liniowe / Glo$nik przedni / Mikrofon
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Przechowy- e 4 xzigcza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga (RAID 0, RAID 1, RAID 5,
wanie RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17), NCQ, AHCI i Hot
Plug

¢ 1x gniazdo Ultra M.2 (M2_1), obstuga Key M typu 2260/2280
modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i modutu M.2 PCI Express do Gen3
x4 (32 Gb/s)*

Obstuga technologii Intel® Optane™
* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
* Obstuga ASRock U.2 Kit

Zlacze o 1 x zfgcze gtowkowe portu drukarki
e 1xzlycze gléwkowe portu COM
e 1xzlacze gléwkowe SPI TPM
o 1 x zfgcze gtéwkowe naruszenia obudowy i glosnika
¢ 1 x zfgcze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Z1acze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksymalnym
pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
¢ 1 x zfgcze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)
* Z1acze wentylatora CPU/pompy wodnej obstuguje wentylator
ukladu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).
* 2 x zfacza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)
* Zlacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje wentylator
ukladu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP i CHA_FAN2/WP moze
automatycznie wykrywad, jesli uzywany jest wentylator 3-pinowy lub
4-pinowy.
® 1 x 24 pinowe zlacze zasilania ATX
¢ 1x 8 pinowe zlacze zasilania 12 V
¢ 1 x zfgcze audio na panelu przednim
o 2 x zfacza gtéwkowe USB 2.0 (Obstuga 3 portéw USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)
* 2 x porty gléwkowe USB 3.2 Genl (Obstuga 4 portéw USB 3.2
Genl) (Obstuga zabezpieczenia ESD)
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Funkcja
BIOS

Monitor
sprzetu

System

operacyjny

Certyfikaty .

Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym GUI
Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0

Obstuga SMBIOS 2.7

Wiele regulacji napiecia CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM,
PCH 1,05V, VCCST, VCCSA

Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory
obudowy/pompy wodnej

Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci obrotowej
wentylatora obudowy przez temperature CPU): CPU, CPU/
pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej

Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU, CPU/
pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej
Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY

Monitorowanie napigcia: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH, VCCSA, VCCST

Microsoft® Windows® 10 64-bitowy

FCC, CE
Gotowo$¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowoscig
obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegotowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzi¢ naszq strong internetowg:

http://www.asrock.com

A

Nalezy pamigta, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z regulacjg

ustawieti w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi

przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywa¢ na stabilnos¢ systemu

Iub nawet powodowac uszkodzenie komponentow i urzqdzen systemu. Powinno to zostaé

zrobione na wtasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane
przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest
“Otwarta”.

W W

Short Open
Zworka usuwania danych Zwarcie: Usuniecie danych z
z pamieci CMOS 2-pinowa pamieci CMOS
-pinow:
(CLRMOS1) ZP orka Otwarcie: Domyslne
W

(sprawdz s.1, Nr 21)

CLRMOSI umozliwia usunigcie wszystkich danych z pamigci CMOS. Dane w pamieci
CMOS obejmuja informacje o konfiguracji systemu, takie jak hasto do systemu, date, czas
i parametry konfiguracji systemu. W celu usuniecia i zresetowania parametréw systemu
do ustawien domyslnych, wylacz komputer i odiacz przewdd zasilajacy, a nastepnie uzyj
nasadke zworki do zwarcia na 3 sekundy pinéw CLRMOS]1. Nalezy pamigta¢, aby po
usunieciu danych z pamieci CMOS zdja¢ nasadke zworki. Jesli wymagane jest usuniecie
danych z pamigci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania

danych z pamigci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastgpnie wylaczy¢ go.

Po usunigciu danych z pamieci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy. Wyreguluj
opcje BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usungc zapis poprzedniego stanu naruszenia
obudowy.
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1.4 Wbudowane zfacza gtéwkowe i inne ztacza

Whudowane ztgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczac zworek
A nad tymi zlgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami gléwkowymi
i zlgczami spowoduje trwate uszkodzenie plyty glownej.

Zkacze gtowkowe na Do tego zlacza glowkowego mozna
panelu systemu
(9-pinowe PANELL)

(sprawdz s.1, Nr 12)

podtaczaé przycisk zasilania,
przycisk reset i wskaznik stanu
systemu na obudowie, zgodnie z

przydzialem pinéw ponizej. Przed

HDLED-
HDLED+

podiaczeniem kabli nalezy zapisa¢
pozycje pinéw plus i minus.

PWRBTN (Przycisk zasilania):
Q Podlgczenie do przyciskow zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze
skonfigurowac sposéb wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

RESET (Przycisk resetowania):
Podlgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk

resetowania, aby ponownie uruchomic¢ komputer, przy jego zawieszeniu i braku mozliwosci
wykonania normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje sig w stanie
uspienia S1/83. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje sie w stanie uspienia S4

lub wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego gtownie

sktada sig z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED
aktywnosci dysku twardego, glosnika, itd. Po podlgczeniu do tego zlgcza glowkowego modutu
panelu przedniego obudowy, nalezy si¢ upewnic, ze jest prawidtowo dopasowany przydziat
przewodow i pindw.

Zkycze gtowkowe Di :AEMA\‘:ER Podtgcz to tego ztacza
naruszenia obudowy i DUMMY | glowkowego naruszenie
glosnika 5 o)0) obudowy i gto$nik obudowy.
(7-pinowe SPK_CI1) I [e)
(sprawdz s.1, Nr 13) S|GN,IM_ |
GND
DUMMY
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ZYacza Serial ATA3

Kat prosty:

(SATA3_0:

sprawdz s.1, Nr 7) (Gorny)

(SATA3_1:

sprawdz s.1, Nr 8) (Dolny)

(SATA3_2:

sprawdz s.1, Nr 9) (Gorny)
(SATA3_3:

sprawdz s.1, Nr 10) (Dolny)

(i

SATA3_3 SATA3_1

SATA3_2 SATA3_0

Te cztery zlgcza SATA3
obstuguja kable danych SATA
dla wewnetrznych urzadzen
pamieci z szybkoscig transferu
danych do 6,0 Gb/s.

Z¥cza glowkowe USB 2.0
(9-pinowe USB3_4)
(sprawdz s.1, Nr 16)

(4-pinowe USB_5)
(sprawdz s.1, Nr 15)

USB_PWR
P-

Na tej plycie gléwnej znajdujg
sie dwa zlacza glowkowe.

Zkycza glowkowe

USB 3.2 Genl
(19-pinowe USB3_1_2)
(sprawdz s.1, Nr 6)

(19-pinowe USB3_5_6)
(sprawdz s.1, Nr 17)

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
IntA_P_D+
INtA_P.

IntA_P_SSRX+

IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
ND

IntA_P_D-

Na tej plycie gtéwnej znajduja
sie dwa ztacza glowkowe. Kazde
ztgcze glowkowe USB 3.2 Genl
moze obstugiwac¢ dwa porty.

Zlacze gtdwkowe audio O sencE# To ztgcze gléwkowe stuzy do

MIC_RET
panelu przedniego "ouma podlaczania urzgdzen audio do
(9-pinowe HD_AUDIO1) Io o) przedniego panelu audio.

, 1 ] (@] (o]
(sprawdz s.1, Nr 20) Mo
J_SENSE
our2 R
MIC2_R
mic2_L
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1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziata¢ prawidtowo
przewdd panelu na obudowie musi obstugiwa¢ HDA. W celu instalacji systemu nalezy
wykonaé instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowaé w zlgczu gtowkowym

audio panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:

A. Podlgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.

B. Podtgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzq wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich
podlgczaé dla panelu audio AC’97.

E. Aby uaktywnic mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek
Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.

Zkacza /wentylatora pompy 4321 Ta plyta gléwna udostepnia

wodnej obudowy dwa 4-pinowe zigcza obudowy

(4-pinowe CHA_FAN1/ FA”fSPEEC'i‘f‘iZLR‘;;EED wentylatora chfodzenia wodnego.

WP) FAN_VOLTAGE Jesli planowane jest podlaczenie

(sprawdz s.1, Nr 4) e 3-pinowego wentylatora
chtodzenia wodnego obudowy;,
nalezy je podlaczy¢ do pinow

(4—p)inowe CHA_FAN2/ FAN—V"“‘*GE—CZE?*%LSP:ispssn,wmm1'3'

WP

(sprawdz s.1, Nr 14) —1

ZYacze wentylatora CPU FAN_SPEED_CONTROL Ta plyta gléwna udostepnia

(4-pinowe CPU_FAN1) CPU*FAN;]S;E/ED 4-pinowe zlacze wentylatora

(sprawdz s.1, Nr 2) ep CPU (Cichy wentylator). Jesli

=5 planowane jest podlaczenie

3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podlaczy¢ do pinéw
1-3.

Zlacze wentylatora pompy e Ta plyta gtéwna udostepnia

wodnej /CPU 4-pinowe zlacze obudowy

(4-pinowe CPU_FAN2/ FAsj:,[;LTAGE wentylatora chlodzenia

WP) FANC_ZL;EFEAg:chsTERDoL wodnego CPU. Jesli planowane

(sprawdz s.1, Nr 22) jest podiaczenie 3-pinowego

wentylatora chlodzenia wodnego
CPU, nalezy je podlaczy¢ do
pinéw 1-3.
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ZYacze zasilania ATX 12 [O0 24 Ta plyta gtéwna udostepnia
(24-pinowe ATXPWRI)
(sprawdz s.1, Nr 5)

24-pinowe ztgcze zasilania ATX.
W celu uzycia 20-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢

je wzdtuz pinu 1 i pinu 13.

ZYacze zasilania ATX 12V 8 =" Ta plyta gtéwna udostepnia
(8-pinowe ATX12V1) 8%% 8 8-pinowe zlgcze zasilania ATX
(sprawdz s.1, Nr 1) 4 4 12 V. W celu uzycia 4-pinowego

zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢
je wzdtuz pinu 1 i pinu 5.
*Ostrzezenie: Upewnij sig, Ze
podlaczony kabel zasilajacy
jest przeznaczony do CPU, a
nie do karty graficznej. Nie
podlaczaj do tego zlacza kabla

zasilajacego PCle.
ztacze glowkowe SPI TPM T To zlacze obstuguje system
Dumm
(13-pinowe SPI_TPM_J1) C“ism,mos‘ SPI Trusted Platform Module
(sprawdz s.1, Nr 11) T r?{m,pma (TPM), ktéry moze bezpiecznie
OJO[O]OJO]OJO h Kl
[Clooo przechowywac klucze,
i .
JNEPLTPM,CS# certyfikaty cyfrowe, hasta i dane.
sPLMSO System TPM pomaga takze w
SPI_CS0
sPLDG2 zwigkszeniu zabezpieczenia sieci,
ochronie cyfrowych danych
osobowych i zapewnieniu
integralnosci platformy.
Zkacze gtéwkowe portu e To zltacze gtéwkowe COM1

szeregowego
(9-pinowe COM1)
(sprawdz s.1, Nr 18)

obstuguje modut portu

szeregowego.
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Zlacze gléwkowe portu A Brors Jest to interfejs portu kabla

drukarki S 75 drukarki umozliwiajacy
(25-pinowe LPT1) ARIQIQIONQ Osiip%‘ " ‘ 2 wygodne podlaczenie urzadzenia
(sprawdz s.1, Nr 19) s ol % | drukujacego.
SPDI1
SPDO
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192

ASRock H470M-HDV/M.2 WP B =5 41 8] =44 4] ZFAFgH T} | o] wi i
ASRock ] o ¥y 31 o} A8k FA 2e] alo)] AL o] Alg A o] -3}, F4 3}
W43 of] T &F ASRock 2] 7)ol ¥-§181 = -3 A 53t A gk A At

A
i

82 o a glo] A 5= gt o] dgArh A4 E -2, fuo] EXH

H] -2 ASRock 2] AFo] EollA] 7] &3] o] Alg-F e} . o] nfr] B =2l Fhedste]
Il 2] ¢o] H A3 -2, FALS] Alo] EE Hl-sfo] Al el o] tfh
A A 2 1B E 314 A] 2 . ASRock o Y AFo] Eofl A= 2 4] VGA 7}
2 2h-S 5 9lF ] . ASRock ] AFo] E http://www.asrock.com.

Q o} v BE 5727} BIOS £ X Efo] & fHlo] EZ = Q)7 wjite], o] 419
é Eay 1 o]

[t
i)
S
<]
X,
e

1.1 282 HES2

« ASRock H470M-HDV/M.2 F}E] 2. E (Micro ATX & €] )
« ASRock H470M-HDV/M.2 ZFsH A =] ohjj 4]

« ASRock H470M-HDV/M.2 214 CD

o Al2]% ATA (SATA) Hlo]E] Aol E2 4 (A= F5)

o M2 2AG A2 ) (A FE)

« OE A= 1
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Micro ATX & €]
o FElE FhlA P2

CPU « 10 AltH Intel* Core™ Z 2 A4} 2] 41 (2271 1200)
» Digi Power design
. 77H JH °_] ]Jx]»?—;’»

« Intel® Turbo Boost MAX 3.0 7] <= | 4
EME o Intel® H470
HZ22| « < A2 DDR4 W 22] 7] %=

« DDR4 DIMM &% 2 7}
« DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 H] ECC, H] ] 3 7] o =.2]
211

* 271 AR E A51A W ASRock G AFo] Eol ¢l m ] A
=28 x4 A 2 . (http://www.asrock.com/)
* Core™ (19/i7) = I TH 2933 7} 2] DDR4 & A 48} 31 ;
Core™ (i5/i3), Pentium® & Celeron® = | tH 2666 7} 2] DDR4 =
2|43}

« ECCUDIMM H| 22] =& (H] -ECC =4 ZE3+) 2
o Al=w] wRe] 2o 85 64GB

« Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 | 4

« DIMM <%l 15u Gold Contact %2t

o

A
p
o

« PCI Express 3.0 x16 &3 1 71|

*NVMe SSD & H-8] t] 23 2 AFg 7}53 e % 29
« PCI Express 3.0 x1 &5 2 7

o« M24Z (EZ]) 170, BF]] 2230 WiFi/BT =& 2|1

Jzf = o Intel° UHD 22~ W E - ¢l B]|FA 3} VGA 32> GPU
TH ZEAAEZR A LD 5 olF ).
o 3t=9o] 7} F9l . AVC/H.264, HEVC/H.265 8- H] E.
HEVC/H.265 10- H] E., VP8, VP9 8- H] E., VP9 10- H| E
MPEG2, MJPEG, VC-1
*VP9 10 H| E 2 VC-1 = v Zd &3},
* VP8 % VP9 &l 7.1 -& Windows OS ol 4 2] 1 =] 2] ¢k},
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o 29, vr]e] & ¥ : Microsoft DirectX 12, OpenGL
4.5, Intel® Built In Visuals, Intel” Quick Sync Video, Hybrid /
Switchable Graphics, OpenCL 2.1
o T]aZ o] & H = Bk Rec. 2020 (Wide Color Gamut),
Microsoft PlayReady 3.0, Intel® SGX Content Protection, UHD/

HDR &Fdo] t]2=
o 22 =4 34 Al 7} : D-Sub, DVI-D & HDMI

. 4% U A

=
o HDMI 1.4 A1 ( # o 34} = 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz)
« DVI-D 2] ( F ) 84} = 1920x1200 @ 60Hz)

« D-Sub A ¥ (v 314 = 1920x1200 @ 60Hz)
« Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC = HBR (High Bit

Rate Audio)(HDMI 1.4 3£ E ¥3}) 2] <] (HDMI &3+ 21 F
= 0|3 HDCP 2.3 ]
4K Ultra HD(UHD) A A 2] 1

29
4XE
s
2 =d)

« DVI-D 2 HDMI 1.4
« HDMI 1.4 ZEE o]

o 7.1 CHHD £] % (Realtek ALC897 $.T] %

K2
. A8 B3 A9
« Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
» Giga PHY Intel® 1219V

LAN
« Wake-On-LAN #] ¢
« W7l /ESD B3 2]

« HAA3F o]ty 802.3az 2| A

« PXE A%
FHad o <FelE Bl 1o
1/0 o PS2WFS-~ /I HE FE 1)
e D-Sub ZE 17
« DVI-D £E 17}

« HDMI ¥ E 1 7}
o USB2.0 2£E 27 (ESD 23 A ¢)
« USB3.2Genl ZE 4 7] (ESD B35 2 ¥])
« LED A2} RJ-45 LAN ¥ E 1 7] (ACT/LINK LED = SPEED
LED)
« HD &t] & A :2}al 9] /A 297 /nlo] =
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ME Ex| * SATA3 6.0 Gb/s 7'} ] 4 7] 7} RAID (RAID 0, RAID 1,
RAID 5, RAID 10, Intel #l-2 A % 7] % 17), NCQ, AHCI 2 &t
ez A
o UltraM.2 27 (M2_1)1 7§ , M 7] €} 4] 2260/2280 M.2 SATA3

6.0 Gb/s & 2] 1 2! Gen3 712 2] M.2 PCI Express 2.& 4 7
2] <1 (32 Gb/s)*

* Intel® Optane™ 7] < 2] 1

*NVMe SSD & -8 t] 25 & AL-g 153l 29

* ASRock U.2 71 E 2] ¢

{4 E o A ZE T 1A
« COM %E &t 1 7}
« SPITPM 3l|t] 1 7}
o A ] 2 23 A FHe] 1A
o CPUM AYH (4)1 70
*CPU M A e = 3l A& o] =l 1A>12W) ¢l CPU H-&
2| g}
« CPU/HE = A A (43) 1 (2=vhE A = A of
*CPU/ S A= -2 9l A o] ] 24(24W) 8l 5184
& 2 d gt
o« A /AE HZ A AGE @A) 4l (LVtE A S5
*ARA /S E B e 9 ™o ] o 2A(24W) &l 518 A] F=]
& 2 d gt

*3 7 =4 7 o] AF8- 2l 7%, CPU_FAN2/WP,
CHA_FAN1/WP 3} CHA_FANZ/WP I} Ao 7 7423 5
s Th.

o 243 ATX AL A ¥ 170

o 87 12vAY AdE 1A

o AW Hd 2] S AWE 1A

o USB2.0 3 270 (USB2.0 FE 3 7] 2]¢] ) (ESD B35 A )

« USB3.2Genl 3T 2 7] (USB 3.2 Genl £E 4 71 241 ) (ESD
B3 A

5}
o]

BIOS 7| o TS0 GUI A Y2 A AMI UEFI 4] 33 BIOS
« ACPI16.0 &5 dlo]=
« SMBIOS 2.7 A1 ¥

« CPU 7] /7] A] , GT, DRAM, VPPM, PCH 1.05V, VCCST,

VCCSA A9} o5 24

A
=
Hl

2 OH
1m
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StEI0] « S elznE : CPU, CPU/ 8] H 2, A§A] / 18] F= A
LA o A4S A (CPU2%of 23 A A Al <= 25 24 ): CPU,

i,

CPU/ 98 H=Z , A/ 6] H =
o 3 t}E S Ao} CPU, CPU/ Y E =, A/ B = 9
o Alo]2 A 3]
o At ZUEF : +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM, VPPM,
PCH, VCCSA, VCCST

oS « Microsoft® Windows® 10 64- B &

A= « FCC,CE
« ErP/EuP A}-§ 715 (ErP/EuP AH4-7s AL 3342 28)

* A & A 5 2 Hool] tlf ] A= AL I Afo] EE 3F3£5]4] AL http://www.asrock.com

BIOS 4 %5 %% ] 71} Untied Overclocking Technology = 2 g3} 1} e} A 2]
oM FRY ETE AL AL ERIE LM F 2oL o= HES 73]
£ e RSN 2 222G e ALH Yol G e FAd A
aeof Fa]ofl kS ] = ok, e F 2 AL
&L it dof vt Gk 2n|F 2 of o s WYY -+
REDEEEEY

20 [
s
o
ok
<
S

!
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13 8H&EF

282 A9 F olg A A=A mel gt Aol A

& Fof| -5 A7}
wer gy g A el A9 o At WA Fuch.
Short Open
Clear CMOS % ¥ 2} . Clear CMOS
T} A B 7}
(CLRMOS1) A A7)k

(13012 ,21 ¥ &5 3h=2 )

CLRMOSI & A}-8-3}o] CMOS ol A A5 dlo] g
2 2= dlo] B ol = Al 2~®] ot 5 I, A]

2t A A ‘}E}D]E‘]Q} PR PN
AA A RIL 23U A2 st E A3 711 ‘é °.§§s7] §}6}E4 ]

AFHE T A 225 B o5 A7)

Fet A 7144 L CMOS & A8 F

Hhe A A < lﬂ 34 *]é BIOS
JHlo ] EE kw25 CMOS & Aok & A5, ¢4 Al =~glE FEg F
Hlo] @~ gld|o] EE F 83 th-g CMOS #|-%-7] 2H4] & oF ghu )
CMOS & 2] & 4 - Alo] =~ d&o] Zkz] € =1 gl ). BIOS 54 “Clear Status
(e 2-9-7] ) & 2H3)ef o] ] A A H ] el tf gl 7] 55 24 AL
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Al
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o

14 22

In
Qj

15 ==

J

L35 e o} e H oo} ofylL]eh, 5 & e Fr] o A e of
H 22 mp4] A] 2 5] 3 % 2HE ]Eiﬁ}}]“”F-IOU 22w plr] B E 7}
CEEEL P N

l>

A2~ g & o pLED: A1l A wE Al
(9 ¥ PANEL1) HE, Al 2~ Ale)
(1 fo)1x 129 5 =2 E*I =% O}EH °l 4

&+ vt
RESET( 2] 4l B ):
*H*Z Zi k| JH Jo] e] 4l B Eol] AZ gl HE] 7} H X33 Y 4 A A2
T3] ZE A 2] Al v ES =] el E A AR ok
PLED( A|2%] 4 LED):

R EELE ﬁ%’**EH“ Soll @]k, 425 Falm 3l L
wji= LED 7] A A glzer]e) . A2 wo] 5153 e 7] Aol 2]& = LED 7} A%
ALk, A2 wo] sa 7] A s 14 A% (55) Yol 8w LED 7}
AA lgleh.

HDLED( 3lE Eglo] H -£3} LED):
A 2] A sd o] sle =efo] B 52 LED of g1 Z gt} . sfE Eelo] Ho)
tlo]E] & ¢ Ak 2237 915w LED 7} AA &1 ct.

A g o] zlele A E 2 o2 5 9lguc), A dld RES F 2 HY B E

2] 4 HE | A9 LED, 3}& t2lo] H =2} [ED, A3 # 50 & q.klg]o{ ol&
A A A E o] sElol A2 T o <holo] T} A Fol H 3]
L] el

wrl

AMA A = ~5 A 3§y SPEAKER A A 2 Q) = ap A
DUMMY
(7 3 SPK_CI) | 297 % o] Hriol
- - +5V B
(Mol 13 5 32 ) alid el A 2
1
|
SIGNAL
GND
DUMMY
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13012, 79 &= ) ~F < e R R R

™

(&) 2 |_ = #3]3- SATA Hlo]
(SATA3_1: o == Aol &g A Gt
1do]#] 8 5 2 )
(A
(SATA3_2:
1do]A] 9 35 3 )
(=)
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1o] ] 10 W &5 332 )
(A
USB 2.0 3T o] nfr] B of = 3| t] 7

USB_PWR
P-

(9 3 USB3_4)
(1 de]2] 16 ¥ &5 3Hx)

—

(4 3 USB_5)

A7t Qhs k.

(sl A], 159 g5 2 ) ‘ s
P- P+
USB_PWR
USB 3.2 Genl Sﬂ tﬂ Vbus ::::spa SSRX- O] D]Vt:i EEO“ —‘i Sﬂ E_] —":—
(19 71 USB3_1_2) vt oS M7} A5t 2 USB 3.2
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A A Lr] e dy
(9 %! HD_AUDIO1)
(1ol , 20 W &5 33 )

GND
PRESENCE #
MIC_RET

A. Mic_ IN {MIC) E MIC2_L ] &3 c.
B. Audio_R (RIN) & OUT2_R °f] <12
gt

C. 32| (GND) & % #] (GND) °ll <1 & 3
D. MIC_RET % OUT_RET + HD £.T] £
Hdgo 2 A4 F oo glgr).

vk,
)

ol AT & ol g
A 2v]e 9ol
SEEEE R RN

- obel o} 2 EAE wpel A Ad L]

3112 Audio_L (LIN) <& OUT2_L ol 92

o] RF AF-g-F L]t} AC97 2.r] 2

E. 7 nlo] 75 24 3]3}2] v Realtek #] o] 7Fol] 4] “FrontMic” 8] 0. & 7}-4]
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A1 = s A E
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(1oo]A] 4l 5 32
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—

FAN_SPEED
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) GND
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1.2 3 4

FAN_SPEED_CONTROL
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ASRock H470M-HDV/M.2 ¥ P —R—FZBHW EFEHEHODNESTTWVET,
ASRock OB F—E Uz k& /x B E O R eiEINTHOF I N g Lt
AW IRRIEA DD ENT ST —< VAR L E T,

IWONHIE T EEUCERETZCEDBVET, COXZa T VDANRICEE D>
FEREICIE, RSN Ie/N—23 2108, T157%< ASRock DU 7 HA MO BAFTE
BENCIEDFET, COXY—R— FICBIT 2 EAMi) % VR — N B 3 il
CHEFDETINC DO T DM, 1D 7+~ THHEL<IZE 0, ASRock
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1.2 118
TSy o XAV ATX TA—LT 772 —
74+—L o ROV TN ERE
CPU o 510 X Intel® Core™ 7ty —I s /4y b 1200)

. FURVERR
. 7 BT TR

o Intel* X—R7—Ak MAX 3.0 77/ —7 Y K—h
FyTEyh « Intel® H470

*EY o Ta7)VF ¥ %)V DDR4 AT UHEHE
« 2xDDR4 DIMM AH k
« DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 ./ >/ ECC, 77 >/7\w 77— R X
TSRS
* FEC DUV TR, ASRock T 7Y A FD AT —H R—h—E7%
ZIRLUTLIZE W, (http://www.asrock.com/)
* Core™ (19/i7) 13K 2933 T DDR4 ICHHLE T ; Core™
(i5/i3), Pentium® 35X U Celeron® I35 K 2666 F TP DDR4 1<K i
LET,
« ECC UDIMM AEVEY 12— Ukt (non-ECC E— R TCH)
18
o VATLAEY DEKAE: 64GB
o Intel® TZAN)—=LAEYTTT7A )V (XMP) 2.0 IR IS
o DIMM ARy MC 150 I—)U R X7 M e

YRR b + 1x PCI Express 3.0 x16 A1
* 7 X7 & LT NVMe SSD I Jis
+ 2 x PCI Express 3.0 x1 AHw bk
o 1xM2 V7w (37— E), 217 2230 WiFi/BT £ 2—/UiC
RIS

957499 o Intel’ UHD 7574w 7 ANKE Va7 VB LT VGA HiE.
GPU iGNz 7 oty P —DHRTHR—rENE T,
o« N—=RULT - T7IXITLATAR-O—T w7 : AVC/H.264,
HEVC/H.265 8- €y b, HEVC/H.265 10- €Y I, VP8, VP9 8- &
w . VP9 10- € b, MPEG2, MJPEG, VC-1
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* ASRock U.2 v MTH G

aAXRIR o 1x UV ER—b\wX—
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0os

SORE

T7YRAR—R: CPU,CPU/ TA—R—RV T, v —
YA —R—RT T
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9, MALTC T IV IREICT AT LINTGA=2—F) 2y b B, TV a—
Z—DEFEYID, BRI—RE2HE, Vv 3—Fvy T EH LT, CLRMOS1 DY
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A 712931 ETEET,

RESET(UtwhR%>2):

SR N RV D)ty BRZAHE R LTI 0 A E2—R—PT7 =Xz
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1 fasr
AL AR EE H470M-HDV/M.2 £ » iX @ L R B8 — 5 P48 T e bR e A= 7=
MRERTFERT AR o CIRHLRT & M2 T S A A A ERIAE B sl RE -

T FEARHUE T BIOS B RTREE AT » I » SR IAIZS AT GE A IERT R » A4

Q TATEA] © AR SFIE ENESL » WEFTHIR ARG K FTEEER G F o BT
AHINIITEA] © AIRIETZE WL FEIRAHRATEARSTFF » 150 [ EA TG LA
THEBTHZI S 8915 8. o 5t a] LITEEEERAE EHEIRFT VGA £l CPU S£FF51% -
HEEERY http://www.asrock.com °
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o TR AR

CPU o FFE 10 X Intel® Core™ ZLFEER (fFHEE 1200)
« Digi Power design
o 7 T
o 7£F Intel® Turbo Boost MAX 3.0 1K

O « Intel® H470
WAE « WEJE DDR4 NTERIA

« 2xDDR4 DIMM 1

« 7 DDDR4 2933/2800/2666/2400/2133 JF ECC » JEEHINTF
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fiFEE o (http://www.asrock.com/)
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o TRARNFRAEE : 64GB
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o DIMM fBfEH 150 Exfiff S
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* 37FF NVMe SSD FITEEEh %
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KA o HUB GPU LAY FEER A SZ£F Intel® UHD Graphics B IR
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* VP9 10 iLF1 VC-1 (X FH TR ©
* Windows #4{FRLESZEF VP8 FlI VP9 4ifd
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-+ ~ OpenCL 2.1
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« ¥ DVI-D » 60Hz I A P28 1920x1200
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S
.
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st ~ HEA -~ BTRIFRSIRE S - BERNEERASENEANRE » X7
THEAL > $ T AR, - NS FH BB E B2 CLRMOST _FAVETI 3 7 - il (E
1R FR CMOS JEHU T BRENE o 05T EAENISERL BIOS BT E1HkR CMOS » ML
MAEBERGE » HAERMAGEHUTIER CMOS #4E -

WIRLEEFR CMOS » HIFEFTHF 2 158 MIE] o 155 BIOS WEHT “Clear Status™ (15 FR
RE) HEAFRET— T HIFERARXBHTIER -



H470M-HDV/M.2

14 B

BB O TR - T ERPANE R E X LB AFIE ] L o Rk LB R X
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Q ETRIEHA TR F AP FETF AT A LSR5
2. JIFAE(EH AC97 EFMTIEING » G HHE LU 6 B B e 2 R AR B AT

A. ¥ Mic_IN (MIC) 1###| MIC2_L °
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CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

LR R 4 $ 1K KU EE
C o QNSRBI HEIEEE 3 4
CPU K R - E R B
FEHH 1-3

ATX HJFREEC
(24 §+ ATXPWR1)
(MEL1T - Hs51)

IR 24 51 ATX HLIF
B o EHH 20 4 ATX
TR TEUSETI 1 FOETR 13 4
BE -
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ATX 12V BRI 8

(8 %1 ATX12V1) SN
(ME1TT 1) 4DUOD

PLEMFR L 8 £ ATX 12V HL
J¥EC - SR 4 5F ATX B
J5 > EHYETB 1 FOETB 5 4
BE -

=L ERAEENRE
%A CPU, MIEERE.
TEY PCle BRLIHIEE
O,

SPI TPM sPlDas
(13 %1 SPL_TPM_J1)
(MEL1T-FE 1)

SPI_DQ2

U232 SPI Trusted
Platform Module ({E{FF5&
itk » TPM) AL » A]LI%
EHTFIEEEA ~ BFIED -
IR - TPM R4
AT LAEG BhHE R R L R 2 0 (R
TFEF B AR FOR T 5 e 5
o

£ CcoM1)

AT Rk o
(9
(ME1T Fi1s D)

It coM1 #:L a7 IR
R o

FTENSR 825
(25 %F LPT1)

(MEL1T - E191)

IR T s ] 2 4%
[ @i e r] U7 (s
EFTENHLEE -
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HLFAE B dh g Gz il br o

ARPER AR THEAE B MG R E L B S)/T 11364-2006 THFF
B EIm IR ESR ) o BT E RSB TR o #E LA T E 1B B
FEBERESE EYRBUTRE B AN S ZE 28 T FR & AL 5 Jeaiont A&
IS ™ B P A HARR o (R EUEE » (AT F A i 2 FRI FR AR 7 LR —
ZHRR o B HZ BT P FMER AR o B RTARIE EAR Z FR R AR
10 £ o

10

HHA FYRBTTR AR LA B

AT BRI R A A SV REOT R SR R BN SR T RS R
W o

A BEVTEOTH
£ (Pb) |8 (Cd) | 7K (Hg) | /S8 (Cr(VD) | % 1REEA (PBB)| % ¥ — £ fik (PBDE)
FIIRI ERL AR
Jrds R cs x © © © © ©
INEE B
B b X o] 0 0 o] 0

O: Fn LB A EV AL EATE BT R ) & = ITE SJ/T 11363-2006 FRUERLE
FIBREERLLT ©

X: A EVIRE DS R T R & B H SJ/T 11363-2006 fRiE
FUERIBR R » SIZER TR AR ER 184 2002/95/EC WUHITE -

Bl W= SRR 2 FMR B R AR RIETE— M E R SRR T -
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1 # 4
SRS E HEEE HA470M-HDV/M.2 FHEHT » AT H R g E E » B—FiE
MNETBRT R SEAE M o 2 S Bt I ER TP EER AU FALAE » SE B & H L 8 Refirt
FEERREE

WA EERL » AT EHEEERS TIF ERTRR A » TAINEA] o 18577 e
FHEIARBARTE TS 17 - 75 L B AP IR A A A 13 R E R o It AT LY
TEZESEA AR EIRFTHT VGA B CPU 1R B o 248k http://www.asrock.com °

Q HIS EREBRHIE e BIOS BRREFTRE & EEAT * BT A AN AV G BT » T AITEA] »

1.1 & &p %
o #EHE H470M-HDV/M.2 £ (Micro ATX R5T)
o TEELH470M-HDV/M.2 Pl 22855
o TEE H470M-HDV/M.2 SHEVRE
o 2x Serial ATA (SATA) ERHEH (EH)
o 2xiFH CERR M2HEE) GER)
o 1xI/O HEMINE
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1.2 #®%

T s o Micro ATX R~f
o [EREFEE

CPU o SHEF 10 X Intel® Core™ FEFHRES (Socket 1200)
 Digi Power design
o 7 BRI
« 1% Intel®° Turbo Boost MAX 3.0 £/

o

™

irn
.

Intel® H470

o
@

TRt o HEE5E DDR4 ST (B REH T

« 2xDDR4 DIMM fifl

« 71 DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 JE ECC 5 a0 [HAL
*INFEHE LG - FER R, RO IR SR -
(http://www.asrock.com/)
* Core™ (i9/i7) SZHE % 55 2933 DDR4 : Core™™ (i5/i3) ¢ Pentium®
#I1 Celeron® % #% 5% 5 2666 DDR4 ©

« %% ECC UDIMM GC{BREMEAE ( FAIE ECC Bl TH5EF)

o RARRHMELIEMEE = : 64GB

o 7 #% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

o 15p FiEHE G A

R, « 1xPCI Express 3.0 x16 fift
* 4% NVMe SSD {E £ iRz
 2x PCI Express 3.0 x1 i
o 1xM.2 i[5 (Key E) > SZ$% Type 2230 WiFi/BT 15fH

BT+ o [E[REEE GPU HYBEHLER 7/ A] 3% Intel® UHD Graphics Built-
in Visuals 2 VGA #iiit
o TEEENIEARENESS © AVC/H.264 ~ HEVC/H.265 8 fiL T ~
HEVC/H.265 10 fifJT ~ VP8 ~ VP9 8 iLJT ~ VP9 10 {i[JT
MPEG2 ~ MJPEG ~ VC-1
* VP9 10bit £l VC-1 {2 FH iA iR o
* Windows {F2ER M2 4% VP8 1 VP9 #i@fis o
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s
-k
=

LAN

iso 4 1/0

BT ~ BASHLER ¢ Microsoft DirectX 12 ~ OpenGL 4.5
Intel® Built In Visuals ~ Intel” Quick Sync Video ~ &&=/ A1)
#ARERF ~ OpenCL 2.1

BRI ZE 2 E ¢ Rec. 2020 (EfiE) ~ Microsoft
PlayReady 3.0 ~ Intel® SGX % {3# ~ UHD/HDR B531R%
= {HE 8 H %E : D-Sub ~ DVI-D & HDMI

YR =GHR e

B R 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz fEHTEE R HDMI 1.4
2R 1920x1200 @ 60Hz fENTEERY) DVI-D

B 1% 19201200 @ 60Hz fif#ffT LY D-Sub

LR HDMI 1.4 8558 (FHAR HDMI 8588 ) 1Y
Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) ~ xvYCC Jz HBR ({=fiIJT
)

4% & DVI-D Fz HDMI 1.4 ;@ FE8) HDCP 2.3

FHRBFA HDMI 1.4 #5851 T 4K Ultra HD (UHD) $&/%

7.1 CH HD &\ (Realtek ALC897 S afliE 5 s )
FIRE W R

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Giga PHY Intel® 1219V

P&yl AN

TIRER HERE

4% 802.3az EEE At £ KR
1% PXE

1x KERZE

1 x PS/2 Y B/ B R

1 x D-Sub ;EHER

1 x DVI-D ;#EEZR

1 x HDMI ;E#215

2x USB 2.0 B (SR ERE)

4x USB 3.2 Genl :#HR (SZIRFREMRE)

1x RJ-45 LAN #2185 » & LED (ACT/LINK LED J% SPEED
LED)

HD ZafddfL  #RESHAHTEMIV, 2850
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XY + 4x SATA3 6.0 Gb/s ##5H 3% RAID (RAID 0 ~ RAID 1~
RAID 5 ~ RAID 10 ~ Intel BREEEEERLIT 17) ~ NCQ ~ AHCI
P& ETiti
o 1x Ultra M.2 i85 (M2_1) » 3% M Key A 2260/2280 M.2

SATA3 6.0 Gb/s TRAHEL M.2 PCI Express 54 (551 ]3E Gen3
x4 (32 Gb/s)) JEAY *

* 7% Intel® Optane™ F7{fif

* SZHE NVMe SSD 1 A5 BB RS

*TFRHEER U2 B

£33 o 1x GIFEpER RS

« 1x COM EEHRBEST

« 1xSPITPM Bt

o 1 x BB BRIV \BEST

« 1x CPU A7 #2584 (4-pin)
* CPU Jal R EEIE S PR A 1 1A (12W) BEURIHZRRY CPU JElG ©

o 1xCPU /7K BN BFHE (4-pin) (EEER S\ Gd 12 )
* CPU /7K B UG BE8E S B 5 2A (24 W) BB DNZRA K
JER ©

o 2x BRI BT R (4-pin) (RYEEREESH A PR
*BRAR K B LR BEBE SRR 2A (24 W) BRI K
JER ©
* AR 3-pin BX 4-pin BURE A » AT BE){HH CPU_FAN2/WP ~
CHA_FAN1/WP I CHA_FAN2/WP ©

o 1x24 pin ATX ZEJR#EH

« 1x8pin 12V BRI

o 1x BITENR & FAEEE

« 2x USB 2.0 #E8t (374% 3 {f USB 2.0 38R ) (HIREFEGE)

+ 2xUSB 3.2 Genl HEET (374 4 i USB 3.2 Genl #LEIR )

(HIRFFERE)

BIOS # it « AMI UEFI Legal BIOS &% 38 GUI 1%
« ACPI 6.0 FF & MAREE H Eh B
« %1% SMBIOS 2.7
« CPU %0/ IRHL ~ GT ~ DRAM ~ VPPM ~ PCH 1.05V ~
VCCST ~ VCCSA BE% EI%EE
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AR T B o BRESEET © CPU ~ CPU / KN ENR ~ B5L / A BN AR

o EFEEE (R CPU IR B 8hFARME Hm®EE)  CPU -~
CPU / KB ~ B3k / K B

o JERZ EHELH] : CPU ~ CPU / K ENH ~ #4653k / KB
T L

o BERRRRRUER

o TEMEEEPE : +12V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore ~ DRAM ~
VPPM ~ PCH ~ VCCSA ~ VCCST

1= « Microsoft® Windows® 10 64-bit
T e FCC~CE
« ErP/EuP ready (ZHEL{ff ErP/EuP ready B LIER)

*YIFFEGEME R 0 G5 L EARIAE, ¢+ http//www.asrock.com

é FRB W ERAR - SR ] REEE L R R TR mbE - E i E RS BIOS FHRYZE ~ SR E

HIEBSRHLIBRE ] 17 /T RS AREAE TR » BRI RE B BRI AIREE - BiE B

EFHERATIF REEEEHEE - EIEETTAEEEmbE R - HFE5 A
AEPTE KR FTRERE AR ©
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1.3 ®F3% T

EPISERRE PR T 2 - EBHRIEEER LI - BB DRG] - BB
B E e - 2Bk TRAR -

w @

Short Open

1Bk cMOS Bz FIRE : 1HFR CMOS

(CLRMOS1) ———— FrRY - THEY
(HEME1E P

ik 21)

fER]FIF CLRMOSI & FR CMOS &L © CMOS & RME & R ifii e Eafl 0
WNFRAREERS ~ HEA ~ IR BoRias 8 28 o B ENERR L B R 2R TR E
F e RAPAEEAG B R s bl T BRI AR - AR Bk AR 253 CLRMOSY RSV REHY
3 o GHZEAL  HAATEIEFR CMOS 2L TR o BT 1E 4T BIOS 121 EINERR
CMOS » HILWAASCEFTEEN R4 - SMENEITIERR CMOS BhERTRARE -

EIEIE R CMOS - FIREE{EIZIREARFARY - 7F7% BIOS #H [EkrikEL » Jabk
SEHTIEARD AR BRI -
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L4 FHEEs e

A

S IR HESE
(9-pin PANELL1)
(FAZHFE1H -

HAE 12)

&

WRE LR REZTRESTRBR © i THARIEETE G LA RAKTA L © FBHRIEETE
st R tZGA L o RS EIOR A MR Z AR -

FHRIA LU RIS R b
LRI ~ EARLHER
HERREFE T R B 2 L R
TEH AR Z ATFE R & 2
fil -

PURBIN ( & ih#dz) :
BRI _EAFEIR A 1 (5 PR A A AR e PRI 77 2

RESET (£ #% #4=) :
BEEPARATIER LRI B LA - BN 0 AL ST IE W EATRLE) - #4 T BRI
LR EATRAB) FEA <

PLED (% 4% /& LED) :

BRI LR B IRAKREFE TS o Mt IETEE(FRF » Mk LED @ 72/E o i
HEA S1/S3 MEHRARRENF » LED Erfrtdipa/s o 2t S4 HEHRAXRESLERRE (S5) I -
LED 45 °

HDLED (# ;=8 LED) :

SHPEE AT EHIRFREIGB) LED © WFRE F1E-HIN KB A ERIFF » LED B8 o
SR BITEINRGEE 58 TA o BTN B R - ERiZH ~ EIR
LED ~ fEREEB) LED ~ MW\ R ZHSEE R, - AFH3 AT E R I HES S -
FBIETE AR R HITE IR ES IERERALT

i e At Sy Di':wE’:fER PR RE TS E R ST -
(7-pin SPK_CI1) DUMMY |
(remE L E el
e 13) 1
&GNAL'
GND
DUMMY
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Serial ATA3 $£5H

HA:

(SATA3 0 :
E2EE 1 HE W 7)
(L)

(SATA3_1 :
E2EE 1 HE  WYEs)
(™)

(SATA3 2 :
E2EE1HE W)
(k)

(SATA3_3:

éﬁ R 1H

faE10) ()

SATA3_3 SATA3_1

SATA3 2 SATA3.0

SEVUAH SATA3 2R R
EREEFEEE R SATA ERHE
5 0 B IE 6.0 Gb/s B REHME
B2 o

USB 2.0 HEgf
(9-pin USB3_4)

(FE2ZEE1H
fimik 16)

(4-pin USB_5)
(GE2HE1H »

USB_PWR
P-

P-
USB_PWR

1

A EMM LS HRHGER -

4 GND
o 15) e P
USB 3.2 Genl #Et o I e AEREIR EE AL - %
(19-pin USB3_1_2) i pa s jOOp i rassrxe SR 3.2 Genl HESHE I IR
(FAZHF1H wnen oo IO asere. IS o
sk 6) T e ToI0 o
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
:
IntA_P_D+
e
(19-pin USB3_5_6) e
P %
(FE2MF1H | ’*m‘fééf%’w
A% 17) S[ofololo C‘)
i1 ElElE) (o] [e) (‘) (‘)
iAo
R

D
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[ =it A
(9-pin HD_AUDIO1)

(FE2RE1H
5k 20)

6D FHeHEA P E RS EE

PRESENCE#

ek AT AR ©

OUT_RET

HDA 7 REIEEE(F o sa ATl R S F Mt SR o

Q 1. RN E AN SR R B E AL MR (Jack Sensing) » {EE EAIENRARAN AR

2. FHIEH AC™ 97 EFER » FAHZHELL PP dE BRI & an T
A, Mic_IN (MIC) ;##:% MIC2_L °
B. / Audio_R (RIN) :# %% OUT2_R A/ Audio_L (LIN) ;## % OUT2_L °
C. 158l (GND) :#EZE HéHh (GND) °
D. MIC_RET J; OUT_RET {#{# HD E3RENREH o B FHEIE AC97 EaflEk L

E. # BB HIZS 50 /8 - A RIE Realtek ZEHIEINTHIRY [FrontMic) FR#E% [#RE

vl =N
HHE] °

AR 7R B U
(4-pin CHA_FAN1/WP)
(FHEBHE 15 Wt 4)

(4-pin CHA_FAN2/WP)
(FEZHFE1H
5k 14)

A F B AR 4-Pin 7K
IR E R BT o ISR E

SEAE 2 i BIEEIL S VA
FAN_SPEED_CONTROL SHEE 3-Pin BEER KA TR -
CHA_FAN_SPEED i
FAN_VOLTAGE ZEBEE Pin1-3 ©
GND
FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL
N FAN_SPEED_CONTROL

1.2 3 4

CPU

FAN_SPEED_CONTROL zgii%ﬁﬁgaﬁgﬁ 4-Pin CPU }ﬁl‘

CPU_FAN_SPEED

(4-pin CPU_FANT1) o2 e (e ) #EH - &5
(FE2HE1HE - Wk 2) 1 E5EH 3-Pin CPU AR »
1234 FHEE Pin1-3 °
CPU /7K B i 1 S — A A ARECIR 4-Pin K
(4-pin CPU_FAN2/WP) CPU [EF#%EH - & EEH EE
(E2MH 1 E 18 3-Pin CPU KUV » 7
ek 22) Fa SPEED._SONTROL HE% Pin1-3 o




ATX FE 5 PETE
(24-pin ATXPWR1)

(FE2EH 1 H - fasks)

A E R —fH 24-pin
ATX FEFEEIE o 3 E{H
20-pin ATX FEIRLIERS » 75
fHA Pin 1 S Pin 13 ©

ATX 12V EF#HE 8 5 A E R —fH 8-pin
(8-pin ATX12V1) 8%%% ATX 12V {5 - %%@
(GF2HEE 1H - k1) 4 1 F 4-pin ATX IR {{EIERS -

ZEHE A Pinl K Pin5 ©
¥ ¥ 2 1 hrE e diak CPU
T RAR 0 @ LR T
A o # 5 #-PCle T AR
R
SPI TPM k& UEEZIA S 1R SPI (S HRF-A1E
(13-pin SPL_TPM_J1) $H (TPM) R4 » ATHEIREETE
(E2MFE1H Trew ea &8~ BB - BERE
fwak 11) e BH72 % » TPM A RETE
lsbmwcs  (LAEREZER: ~ (RAEMLH 5
SP.SC"S‘;mW AR TE -5 TEREE o
Rl diheta e gt s Ik coM1 HEST P75 15H

(9-pin COM1)
(FEZ2REFE1H
fiw@ak 18)

DDCD#1

1R -

FIEEEREET
(25-pin LPT1)

(FE2HE1H >
ReE 19)

18 e HEH I I E R AR 5
9 riE > AT T{RAIFRAECE
AR ©

H470M-HDV/M.2
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Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot Ekspansi

Grafis

¢ Bentuk dan Ukuran Micro ATX
® Desain Kapasitor Solid

¢ Mendukung Prosesor Generasi ke-10 Intel” Core™ (Soket 1200)
¢ Desain Digi Power
e Desain 7 Fase Daya
¢ Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost MAX 3.0

e Intel® H470

 Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran
¢ 2x Slot DIMM DDR4
¢ Mendukung DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 non-ECC,
memori tanpa buffer
* Lihat Daftar Dukungan Memori pada situs web ASRock untuk
informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (19/i7) mendukung DDR4 hingga 2933; Core™ (i5/i3),
Pentium® dan Celeron® mendukung DDR4 hingga 2666.
* Mendukung modul memori ECC UDIMM (berjalan dalam
mode non-ECC)
¢ Kapasitas maksimum memori sistem: 64GB
¢ Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
* 15u Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

¢ 1x Slot PCI Express 3.0 x16
* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
e 2x Slot PCI Express 3.0 x1
¢ 1x Soket M.2 (Tombol E), mendukung modul WiFi/BT tipe
2230

e Intel® UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.
¢ Codec Yang Dipercepat Hardware: AVC/H.264, HEVC/H.265

8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit, MPEG2,

MJPEG, VC-1
* VP9 10bit dan VC-1 hanya untuk mendekode.
* Enkode VP8 danVP9 tidak didukung olej Windows OS.
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Audio

LAN

1/0 Panel
Belakang

Grafik, Media & Hitung: Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5,
Visual Internal Intel®,Video Sinkronisasi Ceoat Intel®, Grafik
Hybrid / Yang Bisa Dialihkan, OpenCL 2.1

Tampilan & Keamanan Konten: Rec. 2020 (Nuansa Banyak
Warna), Microsoft PlayReady 3.0, Perlindungan Konten Intel®
SGX, UHD/HDR Blu-ray Disc

Tiga pilihan output grafis: D-Sub, DVI-D, dan HDMI
Mendukung Tiga Monitor

Mendukung HDMI 1.4 dengan resolusi maksimum hingga
4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

Mendukung DVI-D dengan resolusi maksimum hingga
1920x1200 @ 60Hz

Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga
1920x1200 @ 60Hz

Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc),
xvYCC, dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI 1.4
(memerlukan monitor yang kompatibel dengan HDMI)
Mendukung HDCP 2,3 dengan port DVI-D dan HDMI 1.4
Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port
HDMI 1.4

Audio HD 7.1 CH (Realtek ALC897 Audio Codec)
Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Mendukung Wake-On-LAN

Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
Mendukung PXE

1 x Braket Antena

1 x Port Mouse/Keyboard PS/2

1 x Port D-Sub

1x Port DVI-D

1 x Port HDMI

2 x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)

4 x Port USB 3.2 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)
1 x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon
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Penyimpanan

Konektor

Fitur BIOS

e 4 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17),
NCQ, AHCI, dan Hot Plug

e 1x Soket Ultra M.2 (M2_1), mendukung jenis modul 2260/2280
M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2 PCI Express hingga Gen3
x4 (32 Gb/s)*

* Mendukung Teknologi Intel® Optane™
* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
* Mendukung Kit U.2 ASRock

¢ 1 x Header Port Printer
¢ 1 x Header Port COM
¢ 1x Header SPI TPM
o 1 x Intrusi Chassis dan Header Speaker
¢ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
¢ 1 x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* CPU/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air dengan
daya kipas maksimum 2A (24W).
¢ 2 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, dan CHA_FAN2/WP dapat
mendeteksi otomatis jika kipas 3-pin atau 4-pin sedang digunakan.
¢ 1x Konektor Daya ATX 24 pin
¢ 1 x Konektor Daya 8 pin 12V
¢ 1 x Konektor Audio Panel Depan
¢ 2x Header USB 2.0 (Mendukung 3 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)
e 2x Header USB 3.2 Genl (Mendukung 4 port USB 3.2 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

e AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa

e ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan

¢ Dukungan SMBIOS 2.7

e Multipengatur Tegangan CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM,
PCH 1,05V, VCCST, VCCSA
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Monitor o Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air
Perangkat  Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
Keras berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/
Pompa Air
¢ Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air,
Sasis/Pompa Air
e Deteksi CASE OPEN
* Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH, VCCSA, VCCST
0s * Microsoft® Windows® 10 64-bit
Sertifikasi e FCC,CE

¢ Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

A

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan pada
BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu overclocking
pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan mengakibatkan
kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun menjadi tanggungan
Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena overclocking.
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DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

(@

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710
Phone/FaxNo: 1 1.909-590-8308/+1-909-590-1026

hereby declares that the product

Product Name : Motherboard
Model Number : H470M-HDV/M.2
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: k{f/""/

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:
Motherboard

(Product Name)
H470M-HDV/M.2 / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

O EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 60950-1 : 2011+ A2: 2013 0 EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

(EU conformity marking)

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

>

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
January 29, 2021
(Date)

P/N: 15G062284000AK V1.0
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